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Editorial oSS

Neuheiten neben Industrie 4.0

Industrie 4.0 ist im Moment das beherrschende Thema.
Doch so schnell lassen sich funktionierende Fertigungs-
prozesse und Produktionshallen nicht umstellen. Die Pro-
duktion muss weiterlaufen, um die Kunden auch jetzt zu-
friedenstellend bedienen zu kénnen, doch auch hier geht
der Fortschritt unaufhaltsam mit neuen Technologien und
Produkten weiter. Zwei wichtige Messen gestatten Einblicke
in Innovationen und Ausblicke in die Zukunft.

Zuerst fand die SMT Hybrid Packaging 2013 in Nirn-
berg statt. Mit einem Wachstum von ca. 20% wurde das
Kongress-Konzept eindrucksvoll bestétigt. Neben der
Messe, die mehr als 20.000 Fachbesucher und 517 Aus-
steller - auch international - verzeichnete, fand ein reger
Informations- und Wissensaustausch in den Foren, Vor-
trdgen und Informationsveranstaltungen (ber die neues-
ten Entwicklungen und Trends im Bereich der Systemin-
tegration in der Mikroelektronik statt.

Einen der Hohepunkte stellte die Live-Fertigung elektro-
nischer Baugruppen (ber die gesamte Prozesskette vom
Wareneingang bis zum Test der Baugruppen dar, die das
Fraunhofer IMZ présentierte. Diese Linie vereinte das Wis-
sen von 16 Technologiepartnern und 19 Ausstellern. Auch
in der MID-Technologie gab es Neuigkeiten. Mit Span-
nung wurde eine Live-Fertigungslinie der Forschungsver-
einigung 3D-MID e.V. erwartet, die den Messegésten die
gesamte MID-Prozesskette veranschaulichte — vom De-
sign bis hin zur Bestlickung bzw. zum fertigen Endprodukt.

Nach wie vor ist EMS ein wichtiges Thema. Hier konn-
ten sich Interessenten bei mehr als 15 Auftragsfertigern
gezielt (iber konkrete Angebote informieren.Als zweites
hochkarétiges Messeevent fand die Control mit neuem
Ausstellerrekord und héherer Internationalitét statt. Uber
900 Aussteller aus tiber 30 Landern présentierten ihre Pro-
dukte. Mehr als 25.000 Fachbesucher informierten sich
lber die aktuellsten Trends und die neuesten Innovationen.

Qualitét liegt voll im Trend. Die offizielle Messezeitung
,control express*bezeichnete sogar die Qualitétssicherung
als Effizienzpusher. Dies liegt daran, dass sich momen-
tan Qualitat besser verkaufen Iasst als Billigprodukte, was
auch wir als einen ausgesprochen positiven Trend sehen.
Das QualitétsbewufStsein der Kunden steigt, auch in den
Schwellenléndern und in den USA, Kanada und Asien. Die
Menschen greifen eher wieder zu hochwertigen Produkten,
auch wenn diese etwas teurer sind. Produkte und Quali-
tat missen stimmen, Markentreue ist nicht mehr das ent-
scheidende Kaufkriterium. Also haben die Unternehmen

electronicfab 3/2013

mit einer durchgéngigen Qualitétssicherung einen Wett-
bewerbsvorteil. Die Control bietet alles, was daftir not-
wendig ist - vom einfachen flexiblen Messmittel (iber die
schnelle Stichprobenkontrolle in der Werkstatt bis hin zu
hochautomatisierten Priifsystemen fiir die Endkontrolle.

Drei Trends pragten die Messe:

 Messverfahren in den Fertigungsprozess verlegen
» CAQ-Funktionen fiir Smartphones und
* in der Bildverarbeitung erobert die 3D-Technik den Markt

Die Automatisierung in der Qualitétssicherung steht im
Vordergrund mit dem Ziel einer wirtschaftlichen Produktion
mit hoher Qualitat. Um dies zu erreichen, miissen die QS-
Malinahmen in den Prozess integriert werden. Erschwe-
rend wirken sich hier die schnellen Taktzeiten in der Pro-
duktion aus. Von den Messgeréten wird also Inline-Féhig-
keit gefordert, d.h. die Daten miissen schnell aufgenom-
men werden und aufbereitet in Echtzeit allen Fertigungs-
prozessteilnehmern zur Verfiigung stehen, damit eventu-
ell notwendige Korrekturen zeitnah durchgefiihrt werden
kbnnen, um Ausschuss zu verhindern. Es gilt also schnell
eine hohe Datendichte zu generieren und zu verarbeiten.
Dafir werden robuste, flexible, einfach zu bedienende Sy-
Steme gefordert.

Hier ist die Software ein wichtiges Thema, die véllig neue
Méglichkeiten schafft. Der Zugriff auf das CAQ (Computer
aided Quality) per Smartphone wird schon fast als selbst-
verstandlich hingenommen, neu sind hingegen Dienste
aus der Cloud wie z.B. das Qualitédtsmanagementsystem
als SaaS-Version (Software as a Service). Die Software
wird (iber das Internet nutzbar, muss also nicht auf dem
eigenen System installiert werden, was Installation und
Wartung einspart.

Last but not least sind soziale Netzwerke gefragt - wie
Sie bereits im privaten Bereich Gang und Gébe sind - in
denen sich Mitarbeiter auf Wissens- und Interaktionsplatt-
formen austauschen kbnnen.

AbschlieBend méchte ich (ber Industrie 4.0 sagen, dass
dieses Konzept viele interessante Aspekte enthélt, die teil-
weise unter anderem Namen schon umgesetzt sind. Die
Realisierung bestimmter Ideen ist sinnvoll, andere hinge-
gen rechnen sich momentan nicht und gewisse Ansétze
sind im Moment noch Vision.

Christiane Erdmann
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Schutzlack sicher
kontrollieren

Die neue
Aufnahmestation EFA
Picture Touch HR von
Lebert, mit der neuen
Bedieneroberfliche
EFA Capture,

liefert hochwertige
Aufnahmen auch von
schwer zu erfassenden
Leiterplatinen in
kiirzester Zeit. 14

Der placeALL 610XL von Fritsch, mit dem grofSten Bestiick-
raum der 610er Reihe, erlangt immer grofiere Beliebtheit.
Insbesondere der Trend zur grofflichigen Bestiickung von
SMD-LEDs sorgt fiir eine wachsende Nachfrage nach Auto-
maten zur Bestiickung grofler Leiterplatten. 27
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Stereomikroskop
fiir Inspektion und Kontrolle

Die Hilpert electronics AG und ihre
Tochterfirma Weidinger GmbH
présentierten das Stereomikroskop DV4
von Carl Zeiss. Es tiberzeugt durch seine
Optik und erméglicht hochaufgeloste,
lichtstarke Bilder. Damit eignet es sich
besonders fiir Inspektionsaufgaben

und Qualitatskontrollen in der
Materialproduktion. 10

Femto bis Kurzpuls - neue Prazision

Temperaturiiberwachungsldsungen in der industriellen Produktion
fiir die Industrie

Mit dem neuen StarFemto FX von Rofin wird die kalte
Datapags kostengiinstige Losung fiir wiederholbare Materialbearbeitung einem rasant wachsenden
Ergebnisse beim Selektivloten besteht aus einem Q18- Anwendungsspektrum zuginglich. 34

Datenlogger und einem PA2200A-Board mit zwei
Thermoelementen fiir die Vorheizphase und drei
Thermoelementen fiir die Wellenl6tphase. 28

Neue Laser fiir schonende

Markierungen e S
Prazisionsmetrologie mit Laser-

' m Mit CO,-, Festkorper-, Faser- und S(anning-Mikroskopie
1 IH Dioden-Lasern vom Ultrakurzpuls-
|ﬂﬁn bis hin zum CW-Betrieb bietet Rofin Olympus bietet mit dem neuen

ein breites Portfolio an Lasern. Das 3D-Laser-Scanning-Mikroskop
Spektrum reicht von industrieiiblichen LEXT OLS4100 einen schnelleren
Laserstrahlquellen bis hin zu und einfacheren Zugang zu optischer
kompakten Systemlosungen. 38 Metrologie. 15
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Schliisselfertige Losungen fiir komplexe Funktionstests
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Bild 1: Voraussetzungen und Ablauf fiir einen Funktionstest

Die Fertigung von elektro-
nischen Geriten steht gerade vor
einer Umwilzung: Die Mobil-
funktechnik entwickelt sich
schnell weiter, und bisher ana-
loge Gerdte werden nunmehr
digital, speziell in der Kommu-
nikations- und der Speicher-
technik. Dadurch verschmel-
zen bisher getrennte, ganz ver-
schiedene Funktionen mitei-
nander. Dies geschieht in der
Medizin, der Unterhaltungs-
elektronik, der Fahrzeugtech-
nik, den Medien, der Kommu-
nikationsbranche, der Com-
puter- und Sicherheitstechnik.

Weitere grofie Trends in der
Fertigerbranche (EMS, Elec-
tronic Manufacturing Ser-
vices) sind das Erstarken ,,grii-
ner Elektronikprodukte, die
immer strengeren Umweltgeset-
zen entsprechen miissen, etwa
RoHS (Restriction of Hazardous
Substances) und WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equip-
ment) und die immer kiirzeren
Produktlebenszyklen elektro-
nischer Gerite.

Um diesen Megatrends
gerecht zu werden, muss die

Adrian Ababa,
Agilent Technologies

Fertigerbranche stindig ihre
Produktivitit erhohen und ihre
Kosten verringern. Ein Gebiet,
auf dem man sich im Wettbe-
werb abheben kann, ist die Mess-
technik. Die richtige Strategie
auf diesem Sektor verkiirzt die
Produktionszeit, erhoht die Aus-
beute und spart dadurch Kosten.

Will ein Lohnfertiger seine
Messtechnik als ein strate-
gisches Werkzeug nutzen, mit
dem er sich vom Wettbewerb
abheben kann, braucht er ein
schlagkriftiges und kompe-
tentes Team, muss in Prozesse
und Technologie investieren und
eine ganzheitliche Teststrate-
gie entwickeln, die alle Herstel-
lungsschritte und das gesamte
Produktportfolio abdeckt. Dies
ermoglicht dem Unternehmen
eine schlanke Testentwicklung
und sorgt dafiir, dass vorhan-
dene Tests in hohem Maf fiir
viele Prozesse und Produkte wie-
derverwendet werden konnen.

Will ein Hersteller effiziente
Messtechnik aufbauen, muss er
Kompetenzen und Fahigkeiten
entwickeln, die den gesamten
Produktlebenszyklus abdecken.
Dies soll am Beispiel des Auf-
baus einer Funktionsteststation
(FCT) am Ende einer Produk-
tionslinie demonstriert wer-
den. Hierfiir gilt es alle betei-
ligten Bereiche zusammenzu-

fithren, von der Entwicklung

tiber die Produktion bis hin zu

Wartung und Support. Bild 1

verdeutlicht den Lebenszyklus

eines FCT-Systems.

Im ersten Schritt legen Test-
ingenieure die Ziele und die Sy-
stemarchitektur des Testsystems
fest. Diese hangen vom Produk-
tionsumfeld und der jeweiligen
Anwendung ab. In einem Pro-
duktionsumfeld mit grofien
Stiickzahlen und nur weni-
gen unterschiedlichen Model-
len ist das Hauptziel, Hundert-
tausende Testobjekte moglichst
schnell und preisgiinstig testen
zu konnen. In einer Produkti-
onsumgebung mit relativ gerin-
gen Stiickzahlen, dafiir aber vie-
len unterschiedlichen Model-
len ist das primire Ziel, die
Teststation mit moglichst kur-
zer Umriistzeit fiir moglichst
viele Zwecke einsetzen zu kén-
nen. Bild 2 zeigt den typischen
Autfbau eines Testsystems. Ein
Testingenieur muss hierzu fol-
gende Komponenten festlegen:
o Testgerdte (Stimulus und

Messgerate)

o Computerausstattung (Com-
puter, Software und Schnitt-
stellen)

o Schalter (Relais, die Mess-
gerite, Schnittstellen und
ggf. Lasten ans Testsystem
anlegen)

« Mehrfachverbindungen zum
Testobjekt

o Stromversorgung des Test-
objekts

« spezifische Verbindungen zum
Testobjekt (Lasten, Schnitt-
stellen)

Bei den Messgeriten gilt es,
zwischen Einzelgerdten und
modularen Geréten zu wih-
len. Erstere sind Standgerite,
die aus Platzgriinden in ein
Rack montiert und von aufen
durch einen PC gesteuert wer-
den. Modulare Messgerite sind
Steckkarten, die in das zugeho-
rige Grundgerit eingesetzt wer-
den. Sie werden von einem ein-
gebauten Controller oder einem
externen PC gesteuert.

Bei der Entscheidung fiir eine

dieser Moglichkeiten spielen fol-

gende Uberlegungen eine Rolle:

« vorhandener Messgeritebe-
stand (Einzelgerdte oder
modulare Gerite)

o Wartungskosten (Reparatur-
kosten und Kosten fiir das
Vorhalten von Ersatzteilen
und -geriten)

Testingenieure sollten priifen,

ob das steuernde Computer-

system manuell bedient wer-
den oder halb- bzw. vollauto-
matisch laufen soll. Weitere

Uberlegungen sind:

« Einzelgerit oder Steckkarte

o Braucht dieses Computersy-
stem Erweiterungsméglich-
keiten?

» Was kosten Upgrades und
Wartung?

Die Auswahl der geeigneten

Schaltertypen und der geeig-

neten Schalttopologie beein-

flusst Kosten, Geschwindig-
keit, Lebensdauer, Sicherheit
und Funktion eines Testsystems.

Je nach Komplexitit kann man

die Schalter in drei Kategorien

einteilen:

o einfache Relais

o Multiplexer und

o Matrizen
Welche Moglichkeit man hier

sinnvollerweise wihlt, hingt

von der Zahl der Messgerite
und Messpunkte ab, ob die Ver-
bindungen simultan hergestellt
werden missen oder nicht, von
der notwendigen Testgeschwin-
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Bild 2:
Grundsdtzlicher
Aufbau

System Controller

(Software & 10)

eines
Testsystems
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Power

Instrumentation
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DUT-Specific
Connections
[
Signal/Load
Switching
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digkeit und von den Kosten und
anderen Faktoren.

Braucht ein Testobjekt viele
Verbindungen zum Messsystem,
nutzt man zweckmaflig einen
speziellen Testadapter (z.B. einen
Nadelbettadapter), der das Test-
objekt sicher fixiert und alle n6ti-
gen Verbindungen gleichzeitig
und kontaktsicher herstellt.
Die richtige Wahl der Strom-
versorgung kann den Durch-
satz eines Testsystems gravie-
rend beeinflussen, weil War-
tezeiten bis zur Stabilisierung
von Versorgungsspannungen
in einem typischen Testplan in
vielen Fillen die grofiten Zeit-
fresser sind. Einige wesentliche
Uberlegungen zur Auswahl einer
Stromversorgung sind:

o Einschwingzeit

o Storspannungen am Ausgang

« Reaktion auf schnelle Tran-
sienten

o schnelle Programmierung

« externer Spannungsfiihler, mit
dem man den Spannungsab-
fall auf den Versorgungslei-
tungen kompensieren kann

« interne, genaue Messfunktion
fiir Spannung und Strom oder

Digitalisierung der Strom- und

Spannungsverldufe
« Triggeroptionen
« Uberspannungs- und Uber-

stromsicherung
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o das Testsystem aufbauen,

o Testplan und Testsoftware
entwickeln,

o Testadapter entwickeln und
herstellen und

« eine Dokumentation erstellen.

Im dritten und letzten Schritt

sind folgende Punkte zu erledi-

gen (je nach Einsatzort):

« Sicherheitsbestimmungen (z.B.
EMYV, elektrische Sicherheit)

o Inbetriebnahme des Testsy-
stem, Schulung des Perso-
nals vor Ort, wenn das System
anderswo installiert wird

o Erstellung von Schulungs-
unterlagen, mit deren Hilfe
der Endnutzer anderswo das
FCT-System bedienen und
warten kann

Device Under Test

Mass Interconnect

An die Ausginge mancher
Testobjekte muss man spezielle
Bauteile anschlielen, damit das
Testobjekt in geeigneter Weise
belastet wird. Das kann eine
ohmsche Last sein, wie etwa
eine Glithlampe, aber auch ein
Motor oder eine komplexe Last,
beispielsweise ein Elektroma-
gnet, dessen Stromaufnahme
sich dynamisch dndert.

Im ersten Schritt der Entwick-
lung einer Teststation miissen
die Testingenieure eines Ferti-
gungsbetriebs folgende Fragen
beantworten:

1. Einzelmessgerdte oder modu-
lare Messgerite?

2. Eingebauter oder externer
PC zur Steuerung des Systems?
3. Welche Schalter werden ein-
gesetzt?

4. Sind Mehrfachverbindungen
notig? Wenn ja, soll ein
Testadapter eingesetzt werden?
5. Welche Energiequellen und
-senken werden gebraucht?

6. Welche Stimulus- und Mess-
gerdte passen am besten in die
Anwendung?

7. Wie minimijert man Hard-
warekosten und Entwicklungs-
zeit?

8. Wie erreicht man den maxi-
malen Durchsatz?

Im zweiten Schritt werden die
Testingenieure

(DUT)

Aus den dargestellten Uberle-
gungen folgt, dass man erheb-
liches Fachwissen und etliche
Ressourcen braucht, um ein
stabiles Testsystem aufzubauen.
Statt dass sich ein Hersteller
mit diesen erheblichen Anfor-
derungen selbst herumschlégt,
kann er natiirlich auch den kom-
pletten Lebenszyklus eines Test-
systems (Entwicklung, Inbetrieb-
nahme, Support) extern verge-
ben. Spezielle Firmen verfii-
gen dank des nétigen Fachwis-
sens tiber die nétige Erfahrung
auf diesem Gebiet und kénnen
damit einem Hersteller ,,aus dem
Stand“ kompetente Ingenieur-
leistungen zur Entwicklung von
Testsystemen anbieten.

Man kann einen geeigneten
Lieferanten solcher Leistungen
anhand der folgenden Kriterien
auswiahlen:

1. Hat der Anbieter die Fach-
kenntnis und die Erfahrung,
ein Testsystem fiir die entspre-
chende Branche zu entwerfen,
in Betrieb zu nehmen und zu
warten?

2. Kann der Anbieter ein konsi-
stentes Testsystem in einer Zeit
aufbauen und in Betrieb setzen,
dass der Kunde seinen Zeitplan
einhalten kann?

3. Kann der Anbieter iberall
auf der Welt ein Testsystem

bauen und in Betrieb nehmen,
in gleichmifliger Qualitit, so
dass es reproduzierbare Mess-
ergebnisse liefert?

4. Kann der Anbieter Testsy-
steme mit langer Lebensdauer
liefern und auch den Support
iber diese lange Zeit garan-
tieren? In manchen Branchen
mit langen Produktlebens-
dauern wie Fahrzeugtechnik,
Luftfahrt und Wehrtechnik ist
lange Lebensdauer des Testsy-
stems ein wesentlicher Entschei-
dungsgrund.

5. Verfligt der Anbieter tiber
einen lokalen Support zwecks
Reparatur und Rekalibrierung
des Testsystems in allen geogra-
phischen Regionen, in denen das
Testsystem betrieben werden soll,
damit kurze Turnaround-Zeiten
fiir Reparaturen und Kalibrie-
rung sichergestellt sind?

6. Entwickelt der Anbieter seine
Messgeridte selbst (und entwi-
ckelt sie auch weiter), damit sie
mit der sich stindig weiterent-
wickelnden Technik Schritt hal-
ten konnen?

Test- und Messgeritehersteller
wie Agilent Technologies kon-
nen alle obigen Kriterien erfiil-
len. Sie unterstiitzen Lohnferti-
gungsunternehmen dabei, ihre
Messtechnik zu einem Wettbe-
werbsvorteil werden zu lassen
und so ihr Geschift auszubauen.

Schliisseltrends in der Ferti-
gungsbranche, wie etwa neue
Umweltgesetze fiir ,,griine” Elek-
tronik und die Integration von
immer mehr ganz verschiedenen
Funktionen in immer kleinere,
immer kompliziertere elektro-
nische Gerate mit immer kiirze-
ren Produktlebensdauern, set-
zen Lohnfertiger immer stirker
unter Druck. Sie miissen stan-
dig ihre Produktivitit erh6hen
und ihre Kosten senken. Die
externe Vergabe von Ingenieur-
leistungen fiir die Messtechnik
ist fiir Lohnfertiger ein zweck-
mafliger Weg, um schnell Exper-
tise auf diesem Sektor und damit
einen Wettbewerbsvorteil zu
erreichen und die Kostenefhizi-
enz zu verbessern.

» Agilent Technologies
www.home.agilent.com
www.agilent.de
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Strommessung leicht gemacht

Der i-Prober misst Strome durch einfaches Aufsetzen der Priifsitze.

Konventionelle Verfahren
zur Strommessung haben einen
entscheidenden Nachteil: Um
die Messung durchfithren zu
konnen, muss das Messgerit
in Reihe zu den stromfiihren-
den Bauteilen geschaltet wer-
den. Dazu miissen entweder
der Stromkreis unterbrochen
und ein Messwiderstand einge-
bracht oder ein Leiter magne-
tisch umschlossen werden. Bei
Leiterbahnen auf Platinen, Bau-
teilfissen oder Masseflachen
stofSen diese Messverfahren an
ihre Grenzen. Mit dem i-Pro-
ber 520 des britischen Herstel-
lers TTi hat der Elektronik-Spe-
zialist und Katalogdistributor
Distrelec Schuricht einen inno-
vativen Stromtastkopf im Liefer-
programm, der dieses Problem
auf intelligente Weise 16st. Mit
Hilfe eines patentierten Verfah-
rens kann die Prifspitze direkt
und durch einfaches Aufsetzen
die Strome messen, die durch
Leiterbahnen flief3en.

8

normalerweise weder unterbre-
chen oder magnetisch umschlie-
Ben lassen, waren Priifingeni-
eure bisher darauf angewiesen,
den Stromfluss auf Basis von
Messungen aus anderen Tei-
len des Stromkreises zu schat-
zen. Durch die immer hohere
Dichte moderner Schaltplatinen
wurde das Fehlen einer prazi-
sen Messmethode zur Ermitt-
lung des Stromflusses besonders
in der Design- und Entwick-
lungsphase neuer Leiterplatten
immer hiufiger zum Problem.

Patentierte Messtechnologie zur
punktuellen Messung

Die Priifspitze des i-Prober
520 erfasst das Magnetfeld, das
jeden stromfithrenden Leiter
umgibt, an einem Probepunkt.
Um mit diesem Verfahren ver-
lassliche Ergebnisse zu erzielen,
muss sich der Sensor in kon-
stanter Entfernung und sehr
nah an der Leiterbahn befinden,
da das zu messende Magnet-
feld mit dem Quadrat der Ent-
fernung abnimmt. Der I-Pro-
ber 520 verwendet dazu ein
patentiertes Miniatur-Saturati-

Die kompakte, voll isolierte Priifspitze kann an alle gdngigen

Oszilloskope angeschlossen werden.

Unterbrechungsfreies Messen

Anders als bei den klassischen
Messverfahren muss die strom-
fithrende Leitung dazu nicht
aufgetrennt werden. Da sich
die Bahnen auf Leiterplatten

onskern-Magnetometer, das in
Zusammenarbeit mit der Uni-
versitit Cambridge in England
entwickelt wurde. Im Vergleich
zu konventionellen Magneto-
metern tiberzeugt es durch ein
sehr viel geringeres Rauschen

von typischerweise <6 mA
und einer hoheren Bandbreite.
Erfasst werden Strome mit einer
Bandbreite von bis zu 5 MHz.
Die Messbereiche fiir Vollaus-
schlag reichen von 10 mA bis zu
20 A. Mit der Sicherheitsklasse
300V Cat I1/600 V CAT I ent-
spricht die Prufspitze hochsten
Sicherheitsstandards und eignet
sich auch fiir den Einsatz mit
hoheren Spannungen.

Flexible Einsatzmdglichkeiten

Die Messung von Leiter-
bahnen ist jedoch nicht die ein-
zige Einsatzmoglichkeit fiir den
I-Prober 520. So lasst sich durch
einfaches Anhalten der Spitze
an den Anschlussdraht und
an den einzelnen Adern eines
mehradrigen Kabels ermitteln.
Fiir die Optimierung von Plati-
nen ldsst sich der Strom in Mas-
seflichen verfolgen und so bei-
spielsweise Bereiche mit beson-
ders hoher Stromdichte oder
induktiv eingestreute Strome
lokalisieren.

Dank der geringen Grof3e des
Sensors kann der I-Prober 520
dariiber hinaus zur prazisen
Messung magnetischer Felder
eingesetzt werden. Die Verdn-
derungen eines Magnetfelds
an unterschiedlichen Punk-
ten lassen sich exakt ermitteln
und so die Quelle des Magnet-
felds finden.

Zum Lieferumfang des I-Pro-
ber 520 gehort neben der Steu-
ereinheit, dem Kalibrator und
einem Netzteil ein aufsteckbarer
Ringkernwandler, mit dem sich
die Priifspitze in eine konven-
tionelle Stromzange verwan-
deln ldsst. Damit lassen sich
mit hochster Genauigkeit auch
klassische Messungen durch
das Umschlieflen eines Lei-
ters durchfithren. Der i-Pro-
ber 520 ist dadurch sehr viel-
seitig einsetzbar und fir viele
Anwender eine ausgezeichnete
Alternative fiir die Strommes-
sung unter unterschiedlichsten
Bedingungen.

» Distrelec Schuricht GmbH
www.distrelec.de
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Innovative Technik: Sehen, Messen und Priifen

FlneSistrs Sl

Komplettsystem zur Pin-1-Erkennung

Die industrielle Bildverarbeitung fin-
det immer héufiger Anwendung im Qua-
litatsmanagement bei der Produktion von
SMT-Bauteilen. Sie ist ein hervorragendes
Instrument, um Priifungen und Uberwa-
chungen durchzufiihren. Auf dem Weg
zur Null-Fehler-Produktion ihr Einsatz
von unabdingbar.

Daher prisentiert EVT mit der neuen
Serie EyeSens Vision Sensor jetzt leistungs-
starke Vision-Sensoren mit ausgewéhlten
Befehlen der EyeVision-Bildverarbeitungs-
software. EyeSens Pinl ist speziell darauf
ausgelegt, die Pin-1-Position zu erkennen
und das Elektronikbauteil auf Gut- oder
Schlechtteil zu tiberpriifen.

Mit einem Vision-Sensor wie dem EyeSens
Pinl kénnen mit nur wenigen Mausklicks
die gewiinschten Merkmale abgefragt wer-
den. Bewegen sich die Objekte im Bildfeld,
lasst sich dies mittels einer einfachen Lagen-
achfithrung kompensieren. Mit nur weni-

Schmuckstiicke
fur die Elektronikfertigung

R WL

ACHAT Engineering GmbH

Made in Germany

gen Einstellungen kann bei einem Vision-
Sensor die Gut/Schlecht-Entscheidung fest-
stehen. Bauteile konnen durch kaum sicht-
bare Beschddigungen unbrauchbar sein
und miussen daher auf ,,Herz und Nieren“
gepriift werden. Der EyeSens Pinl ist das
optimale Instrument dafiir. Die EyeSens-
Vision-Sensoren verfiigen iiber eine einge-
baute Optik mit 6, 12 oder 25 mm Brenn-
weite und tiber eine Beleuchtung mit acht
LEDs. Neu ist die erweiterte Auswahl der
Auflosungen: Neben 782x485 Pixel gibt es
mit den EyeSens HR mit 1.024x768 und
mit den EyeSens XHR 1.280x1.024 Pixel.

Fiinf Seiten gleichzeitig
sehen, messen, priifen

EVT prisentierte mit ChipEye 5Side den
ChipControl-Befehlssatz mit Fiinfseiten-
Inspektion als Komplettsystem. Die Soft-
warelosung ChipControl enthalt einen spe-
zialisierten Befehlssatz fiir die Inspektion
der unterschiedlichsten Halbleiterbauteile.
Das Ready-to-Use-System ChipEye 5Side
kann direkt in die Maschine eingebaut
werden. Damit lassen sich mit den bereits
bewihrten Befehlen die unterschiedlichsten
Aufgabenstellungen 16sen. Hierzu zdhlen die
Pin-1-Inspektion, Koplanaritat und Kratzer.
Mit dem Fiinfseiteneinschub von ChipEye
kann ein Bauteil von fiinf verschiedenen
Seiten - der Oberseite und allen vier Sei-
ten — gleichzeitig aufgenommen und aus-
gewertet werden.

Die Komplettlosung kann die unter-
schiedlichsten Bauteilformen untersu-
chen, z.B. THT, SMD, BGA und QFT. Der
robuste Aufbau des Einschubs und die lei-
stungsfahige Kamera mit Auflésungen von
640 x 480 bis 1.448 x 2.050 Pixel ermogli-
chen es, die kleinsten Fehler zu detektie-
ren und z.B. die Pin Gap auf das Mikro-

www.achat5.com

meter genau zu vermessen. Die eingebaute
Kamera ist sowohl mit CMOS- als auch mit
CCD-Sensoren erhiltlich und ausgestat-
tet mit einer ARM-Cortex-A8-CPU mit
1 GHz Rechenleistung. Dariiber hinaus ste-
hen dem Anwender zwei digitale Ein- und
vier Ausginge sowie VGA-Monitor, RS-232-
und USB-2.0-Schnittstellen zur Verfiigung.
Zudem besitzt die Kamera 512 MB DDR
RAM sowie zwei microSD-Slots.

Der Funktionsumfang der Software kann
der Aufgabenstellung angepasst werden,
sodass z.B. ein spezial VisionSensor fir
die Koplanarititspriifung entsteht. Die-
ser ChipEye Coplanarity ist fertig erhalt-
lich. Sémtliche Komponenten sowie die
Software sind dabei enthalten. Die Para-
metrierung des Systems basiert auf einer
einfachen Drag&Drop-Losung.

» EVT Eye Vision Technology GmbH
www.evt-web.de

ACHATS

automation | customizing | handling | aoi-options | tracebility

VinCam

Verifikations- und Inspektions Kamerasystem

BoardHandling

Belader, Entlader, Puffer, Forderbander und mehr

TraceCube

Traceability-Terminal fiir MES-Anbindung

info@achat5.com
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Stereomikroskop flir Inspektion und Kontrolle

Die Hilpert electronics AG
und ihre Tochterfirma Weidinger
GmbH prisentierten das Stereo-
mikroskop DV4 von Carl Zeiss.
Es tiberzeugt durch seine Optik
und ermdéglicht hochaufgel6ste,
lichtstarke Bilder. Damit eignet
es sich besonders fiir Inspekti-
onsaufgaben und Qualititskon-
trollen in der Materialproduk-
tion. Stereomikroskope erzeu-
gen rdumliche, seitenrichtige
und aufrechte Bilder. Auch pla-
stische Objekte werden naturge-
treu wiedergegeben.

Von einem Stereomikroskop
erwartet man eine hervorra-
gende Bildqualitit. Gleichzei-
tig sollte es leicht bedienbar
und preislich attraktiv sein -
auch wenn erstklassige Optik
ihren Preis hat. Nur durch die
konsequente Zusammenarbeit
zwischen dem erfahrenen Pro-
duktmanagement von Carl Zeiss
und dem Zeiss Innovationszen-
trum in Gottingen war die Ent-
wicklung der DV4-Mikroskopfa-
milie moglich. Mit ihrer Bildbril-
lanz setzt sie einen neuen Stan-
dard fiir Stereomikroskope der
moderaten Preisklasse. Die DV4
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tiberzeugen auflerdem durch
eine ausgereifte Technik, fle-
xible Arbeitsabstinde und ein
kompaktes Design. Zur Fami-
lie gehoren das DV4 (mit kom-
paktem Tischstativ oder mit
Schwenkstativ) und das DV4
Spot mit Schwenkstativ.

Es werde Licht mit nur einer Taste

Das Stemi DV4 ist mit dem Sta-
tiv C- LED erhiltlich, das dem
neusten Stand der LED-Tech-

nik entspricht. Die langlebige
und lichtstarke LED-Beleuch-
tung bewiéhrt sich im Auflicht,
Durchlicht und Mischlicht. Das
jlingste Stemi DV4 Spot verfiigt
tiber eine im Mikroskop inte-
grierte faseroptische Kaltlicht-
beleuchtung. Diese garantiert ein
stets ausgeleuchtetes Objektfeld.

Auftallig ist die neuartige elek-
tronische Lichtregelung iiber
eine Tastensteuerung; diese
erlaubt es dem Anwender, das
Licht zu regulieren, wahrend
die Augen entspannt auf dem
Okular bleiben.

Flexibler Zoom und flexible
Arbeitsabstande - fiir diverse
MaterialgroBen

Das patentierte Zoomsystem
des Stemi DV4 (Zweifachlinse
mit stufenlosem Vergréflerungs-
wechsler) garantiert hochaufge-
l6ste, brillante Bilder von der
Ubersicht (Zoomfaktor 8) bis
ins Detail (Zoomfaktor 32).

Das Besondere: Das Bild bleibt
tiber den gesamten Zoombereich

im Scharfenbereich. Vorteilhaft

ist neben dem grofien Objekt-
feld auch der flexibel wihlbare
Arbeitsabstand. Dieser erlaubt
es, unterschiedliche Objekt-
groflen unter der Vorsatzlinse
zu platzieren.

Alles in Allem bildet die DV4
Familie ein kleines Kunstwerk,
mit dem Mikroskopieren Freude
macht.

Stemi DV4 Leistungsiiberblick

« stufenloser Vergroflerungs-
wechsler

« Vergroflerungsbereich 8x
bis 32x

o Sehfeldzahl 20

o freier Arbeitsabstand bis
92 mm

o optional Vorsatzlinsen fiir ver-
schiedene Vergroflerungen
und Arbeitsabstinde

o optional Okularadapter zur
Integration der Zeiss ERc5s
inklusiv der kostenlosen
Image-Software ZEN lite

« optional verschiedene Stative
und Beleuchtungseinheiten

» Hilpert electronics AG
www.hilpert-electronics.com
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Neues Inspektionssystem

Hilpert electronics und ihre Tochter Weidinger stellten das
neue Inspektionssystems Magnus HD Prestige des ddnischen
Herstellers Tagarno vor. Damit geht Tagarno einen neuen Weg
in der Welt der Mikroskopie, indem Merkmale, wie optische
und digitale Vergrofierung, Autofocus, HD-Bildauflosung, Ergo-
nomie und einfache Dokumentation, in einem intuitiv bedien-
baren System vereint wurden.

Je nach Linse wird eine Vergroflerung von 6- bis zu 500-
fach auf einem 22-Zoll-Monitor erzielt. Das bedeutet, dass
man einen deutlich gréferen Bildausschnitt als mit konventi-
onellen Mikroskopen bei minimalem Zoom tiberblicken kann.
Zusatzlich ermoglicht die Stabilitit des Aufbaus und die Bild-
qualitdt der Kamera eine 500-fache Vergrofierung mit einem

»Field of View* hinunter bis zu einem Millimeter.

Die Arbeitshohe zwischen Linse und Auflage betragt nie-
mals weniger als 33,4 mm, sogar bei hochster Auflésung mit
einer +50-Linse. Der Zoom ist stufenlos und ruckelfrei regelbar.

Das Magnus HD Prestige zeigt, was man sieht, in einem
extrem scharfen HD-Bild mit uniibertroffener Farbbrillanz.
Was auf dem Monitor zu sehen ist, ist exakt das, was unter der
Linse liegt - ohne Verzerrung, Verzégerung oder Interferenzen.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Magnus HD Pre-
stige ist der Autofokus, welcher sofortige Bildschérfe bei jeg-
licher Vergroflerung liefert. Zur Begutachtung von Objekten
mit unterschiedlichen Niveaus kann jedoch jederzeit in den
manuellen Fokus umgeschaltet werden.

Das Inspektionssystem liefert Bilder mit 60 fps, was ein sau-
beres Livebild ohne Verzégerungen erméglicht. Dadurch kann
man das Objekt unter der Linse bewegen und erhélt dennoch
ein messerscharfes Live-Bild.

» Hilpert electronics AG, www.hilpert-electronics.com

Einzelhalbleiter-Testsystem und Curve Tracer

fur alle Anforderungen

onen bis 2.000 V
und 1.200 A erwei-
tert werden.

Eine Low-Cur-
rent-Option erlaubt
Sperrstrommes-
sungen bis 20 pA
bei 1 pA Auflgsung.

Fir Mehrfach-
bauteile mit bis
zu 24 Pins wer-
den Scanner (1.200
V/30 A) verschie-
dener Ausbau-
stufen angeboten,
ebenso fiir Hybride
und Leistungshalb-
leiter, die in einem

Das universelle Einzelhalb-
leiter-Testsystem der Serie 5000
fiir alle diskreten Bauteilfami-
lien von der Firma Scientific
Test ist von Syntel Testsysteme
in das Vertriebsprogramm auf-
genommen worden. Der Ein-
satzbereich umfasst die Prii-
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fung des gesamten diskreten
Spektrums von Dioden, Tran-
sistoren {iber SCRs, MOSFETs,
IGBTs bis zum Optokoppler,
auch fiir gemischte Bauteilva-
rianten. Der Spannungs- und
Strombereich von 1.000 V und
50 A kann bei Bedarf mit Opti-

Gehéduse zusam-
mengefasst sind
(2.000 V/100 A).

Zur Anbindung des Grundsy-
stems an mehrere Teststationen,
sei es manueller Art oder fiir
Handlingsysteme, stehen Multi-
plexer zur Verfligung. Zur Kon-
taktierung und Aufnahme der
Priflinge gibt es ein umfang-

reiches Sortiment an Adap-
tern. Die Programmerstellung
erfolgt auf einem Standard-PC
mit Windows 7 pro. Die kom-
fortable Software auf Meniibasis
erlaubt die Eingabe der vorgege-
benen Parameter gemif3 Daten-
blatt sowie weitere Messungen
mit externen Komponenten. Das
Programm wird in das System
geladen, welches dann autark
betrieben wird. Alle Moglich-
keiten des Dataloggings und
Data Managements der Ergeb-
nisse sowie die Sortierung von
Bauteilen sind Bestandteil der
Software. Ein umfangreicher
Selbsttest mit Diagnosehard-
ware gehort zum Lieferumfang
des Systems. Fiir Curve-Tracer-
Anwendungen kann das System
mit einem eigenen Softwarepa-
ket geliefert werden.

» Syntel Testsysteme GmbH
synteltest@aol.com
www.syntel-testsysteme.de
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Boundary-Scan-Werkzeuge zum kleinen Preis

STUDIO

JTAGLive Studio ist ein
umfassendes Paket von JTAG/
Boundary-Scan-Werkzeugen,
das es Entwicklern und Pro-
duktionstest-Ingenieuren glei-
chermaflen ermdoglicht, voll-

Die Vorteile, die JTAG Tech-
nologie fiir das Debugging, den
Test und die In-System-Pro-
grammierung bietet, sind bei
Weitem nicht begrenzt auf kom-
plexe Designs mit zahlreichen

dieser Technologie profitieren.
Ein Werkzeugset, das selbst die
komplexesten Boundary-Scan-
Designs managen kann, ist oft
aus wirtschaftlichen Griinden
uninteressant fiir ein Unter-
nehmen, das in seinen Designs
meist nur wenige JTAG-Bauteile
verwendet.

JTAGLive Studio arbeitet
sowohl mit als auch ohne Netz-
listendaten des Designs und
kann fiir Verbindungstests
(einzelne Netze bis zu kom-
pletten Leiterplatten), Logik-
Clustertests, Speichertests und
andere eingesetzt werden. Studio
umfasst auch Moglichkeiten zur
Bauteilprogrammierung, die die
Datenformate JAM/STAPL und
SVF fiir die Programmierung
der Konfigurations-PROMs von
CPLDs und FPGAs unterstiit-
zen. Auch Flash-Speicher und
serielle PROMs lassen sich pro-
blemlos programmieren. Low-
cost-Optionen fiir den Zugrift
auf Debug-Modi von Prozes-
sorkernen erméglichen einen
kostengiinstigen Zugang zu

sind. Ein dedizierter, USB-
gespeister TAP-Controller mit
programmierbaren Schwellen
ist im Lieferumfang des Stu-
dio-Systems enthalten.

Viele der Clustertest- und
Speicherprogrammiermodi
basieren auf JTAG-Skripten, die
in der einfach anzuwendenden
Hochsprache Python program-
miert wurden und iiber Studios
eingebettete API aufgerufen wer-
den. Dariiber hinaus kann die
Leistungsfahigkeit von Python
genutzt werden, um in Verbin-
dung mit Open-Source-Biblio-
theken von Drittanbietern Stan-
dalone-Testsequenzen zu ent-
wickeln.

Die ersten JTAGLive-Pro-
dukte wurden 2009 von JTAG
Technologies, einem weltweit
fithrenden Unternehmen fiir
hochentwickelte Boundary-
Scan-Testwerkzeuge, auf den
Markt gebracht. Alle JTAGLive-
Produkte konnen tiber verschie-
dene Adapter an die jeweilige
Zielhardware angeschlossen
werden.

staindige Test- und Program- JTAG-Bauteilen. Auch Designs Testverfahren, die verschiedent-
mieranwendungen zu entwi- mit nur wenigen JTAG-Bautei- lich unter den Bezeichnungen
ckeln - zu einem bisher uner- len konnen in allen Stufen des ,,Processor Controlled Test“ und
reicht niedrigen Preis. Lebenszyklus in hohem Mafivon ,,JTAG Emulation Test“ bekannt

» JTAG Technologies B.V.
www.jtag.com

Uberpriifung von FPGAs

CoreCommander for FPGAs von JTAG
Technologies ist eine generische Losung
auf der Basis von VHDL-Code, welche die
Liicke zwischen dem standardmafligen
JTAG-Test und Programmier-Port (TAP)
und den proprietidren IP-Cores schliefit
und diese fiir Testzwecke nutzbar macht.
Als Teil der innovativen ETP-Produkte ist
CoreCommander for FPGAs hauptséch-
lich fiir Hardware-Design- und Testinge-
nieure gedacht.

CoreCommander for FPGAs nutzt einen
Translator-Block, um iiber die normaler-
weise implementierten Busstrukturen auf
proprietire IP-Cores zugreifen zu kon-
nen. Dieser in Form eines VHDL-Moduls
verfiigbare Translator-Block kann entwe-
der dauerhaft oder temporir in ein Gate
Array programmiert werden. Die mit dem
Modul mitgelieferte Linker Software ver-
linkt den Translator-Block automatisch
mit den IP-Bl6cken, um das vollstindige
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in das FPGA zu programmierende (Test-)
Design zu erstellen.
Der Einsatz der CoreCommander-Funk-
tionen kann entweder interaktiv oder
»automatisch® iber Bibliotheksroutinen
in einer Scripting-Umgebung erfolgen.
Der interaktive Modus kann von Entwick-
lungsingenieuren zur Abfrage und Steue-
rung von IP-Blocken im FPGA wihrend
des Design-Debuggings genutzt werden.
Der automatische Modus wird fiur Clu-

ster-Tests (mit voller Geschwindigkeit)
in der Fertigung verwendet.
Zusammen mit dem Verbindungstest
gehort der ,,Cluster-Test von Logik-
bauteilen zu den Grundfunktionen des
JTAG/Boundary-Scan-Baugruppentests.
Allerdings eignen sich die einfachen
Boundary-Scan-Register aufgrund der
komplexen Befehls- und Steueranfor-
derungen immer weniger fiir Bauteile,
wie DDR-Speicher. Durch die Nutzung
der ,,Pferdestirken®, die in Bauteilen wie
Mikroprozessoren und FPGAs enthalten
sind, kann der JTAG-Test wieder revita-
lisiert werden. Dadurch kénnen die Ver-
bindungen zu timing-sensitiven Bauteilen
wieder vollstandig und mit der normalen
Arbeitsgeschwindigkeit getestet werden.

» JTAG Technologies B.V.
www.jtag.com
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Neue High-Defintion-Inspektionskameras

Hochauflosende Weitwinkel-Videokameras im Einsatz: Links Freesight, rechts EasyView. Fiir alle Kameras stehen Zusatzlinsen, Ausleuchtungen,

Software und diverse Stative zur Verfiigung.

Optilia rundet die Produktauswahl im
Bereich HD-Inspektionskamerasysteme
ab - fiir jeden Anspruch und Bedarf fin-
det sich nun die richtige Losung: maxi-
maler Zoom, grofler Arbeitsabstand zum
Objekt, Highend oder kostengiinstige Vari-
ante fiir weniger anspruchsvolle Anwen-
dungen. Das dazugehorige Softwarepa-
ket ist ebenfalls nach Bedarf wéhlbar; die
anwendungsgerecht zugeschnittene Soft-
ware Optipix zum Vermessen, Modifzie-
ren, Sichten und Archivieren der gewon-
nenen Inspektionsbilder bietet dem Anwen-
der ein breites Spektrum von der einfachen
Lite Variante bis hin zum komplett Paket
mit eigenem Datenbankmodul. Drei neue
Produkte - FreeSight, EasyView und die
W30xHD - erginzen nun die Liste der hoch-
auflosenden Weitwinkel-Videokameras von
Optilia und erleichtern die Auswahl eines
geeigneten Systems. Als Erganzung zu den
W10x-HD-Videokameras mit einem Zehn-
fach-Zoom und dem Kamerasystem W20x
- HD mit einem 20-fachen Zoom bei einem
Betrachtungsabstand von 190 bis 245 mm
wird das Highend-Sortiment nun um die
W30xHD abgerundet, die einen 30-fachen
Zoom bietet. Fiir Sonderanwendungen steht
nun die W30xHD-Freesight-Variante zur
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Verfiigung, die bei einem 30x-Zoom auch
einen Arbeitsabstand von 350 bis 500 mm
ermoglicht. Alle Modelle mit einer Full-HD-
Auflésung mit 1.080/59,94 und 2 Megapixel.
Um aber auch den Einsatz von Videomi-
kroskopen zu erméglichen, wenn nicht alle
Eigenschaften der W20x-Kameras erforder-
lich sind, wurden die neuen Systeme nach
einer sorgfaltigen Kosten/Nutzen-Analyse
entwickelt. So haben beide Kameras zum
Beispiel keine Laserpointer. Die Auflosung
HD 720P (1.280 x 720) und 1,4 Megapixel ist
ausreichend fiir viele Inspektionsaufgaben.
Die neue M20x-Serie stellt sich als
Plug&Play-System in einem robusten
Gehduse vor. Die Parameter Helligkeit,
Zoom, Fokus und Schnappschuss kénnen
eingestellt werden. Die Funktion Auto-
fokus arbeitet sehr schnell, das ist die
Voraussetzung fiir eine schnelle Abfolge der
Arbeitsschritte. Die neue Kamera EasyView
M20x ist ausgeriistet mit einem 20-fachen
optischem Zoom und einem schnellen Auto-
fokus. Der Betrachtungsabstand betragt im
Zoombereich 210...240 mm; dabei ergibt
sich ein Betrachtungsfeld von 11 x 6,2 mm
bei 20x-Zoom. Das entspricht auf einem
32-Zoll-Monitor einer Vergrofierung von
60. Die neue FreeSight M20x ist ebenfalls

Sy
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Mit der Steuereinheit kénnen Zoom, Focus und
Helligkeit verdndert werden. Schnappschuss
und Standbild sind méglich. Das Steuerpult
hat auch eine Anschlussbuchse fiir einen
FuBtaster und den Ein/Aus-Schalter.

mit einem 20-fachen optischen Zoom und
einem sehr schnellen Autofocus ausgeriistet.
Bei dieser Kamera ist jedoch der Betrach-
tungsabstand 350..500 mm, sodass der
Anwender freie Sicht auf den Bildschirm
hat. Das Betrachtungsfeld ist bei der Zoom-
einstellung einfach 500 x 280 mm und bei
der Zoomeinstellung 20-fach noch 21 x
11,8 mm grof3.

» TBK GmbH
www-tbk-gmbh.de
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Schutzlack sicher kontrollieren

Lebert Software Engineering bietet zu ihrer EFA Picture Baureihe jetzt auch eine UV-Erweiterung an.

Die neue Aufnahmestation
EFA Picture Touch HR liefert
- zusammen mit der neu ent-
wickelten Bedieneroberfliche
EFA Capture - hochwertige
Aufnahmen auch von schwer
zu erfassenden Leiterplatinen
in kiirzester Zeit. Mit der UV-
Erweiterung konnen zusitz-
lich Schutzlackierungen effek-
tiv inspiziert werden. Der Schutz
von Leiterplatten vor dufSeren
Einfliissen, vor allem bei dem
Einsatz in kritischen Umge-
bungsbedingungen, gewinnt
immer mehr an Bedeutung.
Schutzlacke unterstiitzen eine
lange Lebensdauer der Leiter-
platinen, da sie vor Feuchtigkeit
und Verunreinigungen schiitzen,
die die Funktionsfahigkeit der
empfindlichen Bauteile negativ
beeinflussen kénnten.

Jetzt sichere Kontrolle

Eine Kontrolle der aufge-
brachten Schutzlackierung wird
in der Regel rein manuell durch-
gefiihrt. Dabei wird die Leiter-
platte schrittweise unter UV-
Beleuchtung betrachtet. Dieser
Prozess ist jedoch weder sicher
oder nachvollziehbar und wird
in der Regel nicht elektronisch
dokumentiert. In dem neuen
High-End Gerit EFA Picture
Touch HR wird die UV-Beleuch-
tung als optionale Funktion
integriert. Die Dauer der UV-
Beleuchtung wird auf ein not-
wendiges Maf3 beschrankt. Es
wird eine vollstindige Auf-

Arbeitsvor-
bereitung

Fertigung
SMD

Ta
l Inspectios®

=
CrQ®

Bmarc Suee

nahme der lackierten Platine
erstellt. Uber einen definierten
Priifablauf mit festgelegten Prii-
fabschnitten wird die Aufnahme
untersucht.

Dabei kann die Sicherheit
durch Vergleich mit einem Gut-
Muster oder dem Lackierplan
zusitzlich erhoht werden. Die
Ergebnisse werden vollstindig
dokumentiert, sind jederzeit

Fertigung Dokumen-
THT tation

nachvollziehbar und lassen sich
zur Nacharbeit an einen Repa-
raturplatz weitergeben.

EFA Capture

Moglich wird die einfache
Aufnahme durch die neu ent-
wickelte Bedienoberflache EFA
Capture. Die Software opti-
miert die Wiederholbarkeit der
Aufnahmen mit benutzerbezo-
genen Profilen je Leiterplatinen-
typ. EFA Capture wird iiber den
Touchscreen-Computer bedient.
Die umfangreich anpassbaren
Einstellungsmoglichkeiten kon-
nen einfach mit einem Finger-
tipp gesteuert werden. Dabei
lasst sich zwischen UV-Profi-
len und Profilen mit ,,norma-
ler LED-Beleuchtung unter-
scheiden.

Einfache Priifung

Die erzeugten Aufnahmen
konnen zusammen mit der Fidu-

cial-Funktion der Software EFA
Inspection schnell und einfach
uberpriuft werden. Dabei stellt
EFA Inspection mit der Aus-
richtung iiber die Fiducial sicher,
dass die Uberlagerung zweier
Aufnahmen so exakt wie mog-
lich erfolgt. Die Leiterplatten
im Hintergrund bewegen sich
nicht, so dass der Bediener ohne
lastige Storbewegungen ermii-
dungsfrei arbeiten kann. Die
Ausrichtung der beiden Bilder
nimmt die Software auf der
Grundlage der Fiducials auto-
matisch vor — unabhéngig von
den Aufnahmen an sich und von
verschobenen oder verdrehten
Platinenpositionen.

Anwendung

EFA Inspection schliefit die
Liicke zwischen der automa-
tischen optischen Inspektion
und der manuellen Sichtprii-
fung. Es erlaubt eine semiauto-
matische Inspektion ohne teure
Hardware und wurde speziell
fir die Priifung von Erstmu-
stern, Kleinserien, Prototypen
und zur Ristkontrolle entwi-
ckelt. Besonderes Ziel ist dabei
die Automatisierung von kun-
denspezifischen Inspektions-
aufgaben.

EFA Inspection mit der Spe-
zialisierung fiir EFA Coating
ist ein Teil der EFA SmartSu-
ite. Diese prozessbegleitende
Gesamtlosung unterstiitzt die
Fertigung von der Arbeitsvor-
bereitung iiber die optische
Inspektionen, Reparaturen und
Handbestiickungen bis hin zur
Endkontrolle. Ziel ist es, {iber
die Standardisierung von Ferti-
gungsunterlagen und die Unter-
stiitzung mit gezielten Anwen-
dungen, Fertigungsprozesse zu
beschleunigen und gleichzeitig
einen hohen Qualitatsstandard
zu sichern.

» LEBERT Software
Engineering Ltd. & Co. KG
www.lse.cc
www.efai.eu
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Prazisionsmetrologie
mit Laser-Scanning-Mikroskopie

Als fortschrittlichste Ergdn-
zung der opto-digitalen Mikro-
skopsysteme von Olympus bie-
tet das neue 3D-Laser-Scanning-
Mikroskop LEXT OLS4100
einen schnelleren und ein-
facheren Zugang zu optischer
Metrologie — dank der Kombi-
nation optischer Prazision mit
der intuitiven Bedienbarkeit
einer digitalen Benutzerober-

flache. Das neue Modell baut auf
dem Erfolg seines Vorgangers
LEXT OLS4000 auf und bietet
gegeniiber den herkdmmlichen
stiftbasierten Kontaktverfahren
fiir die Oberflacheninspektion
einige wesentliche Vorteile, die
hohere Effizienz und Genauig-
keit bewirken und gleichzeitig
die Beschddigung der Probe
vermeiden.

Proben von unterschiedlicher
Grofle lassen sich mithelos ana-
lysieren. Die Navigation auf der
Probe ist auch bei starker Ver-
groflerung vollig unkompliziert
moglich, da stets eine mit gerin-
ger Vergroflerung erfasste Weit-
feld-Ubersichtsdarstellung der
Probe angezeigt wird. Dartiiber
hinaus wurde das Sehfeld durch
Aktualisierung der Stitching-
Funktionen erweitert. Aus zahl-
reichen Einzelaufnahmen wird
nahtlos ein einzelnes Bild kon-
struiert, das anschlieffend in 2D
oder 3D angezeigt und vermes-
sen werden kann. Die Grenzen
des Stitching-Bereichs werden
automatisch erkannt. Alternativ
kann der genaue Bereich auch
manuell durch Umfahren der
Probe in beliebiger Form fest-
gelegt werden.

Bildaufnahmen sind mit dem
LEXT OLS4100 schneller und
flexibler moglich. Dafiir steht
eine ganze Reihe von Scan-
ning-Modi zur Verfiigung.
Durch automatische Einstel-
lung der Position entlang der
Z-Achse wird die Bildauf-
nahme im Smart-Scan-Modus
auf die Fokusebene beschrankt,
wodurch schnelles 3D-Scan-
nen in hoher Auflésung tiber

weite Bereiche hinweg moglich
ist. Der ultraschnelle Modus ist
etwa neunmal schneller als der
Feinmodus und eignet sich fiir
Anwendungen, die ein Hochst-
maf3 an Prézision verlangen. Fiir
die noch schnellere, gezielte
Aufnahme eines bestimmten
Bereichs steht der Band-Scan-
Modus zur Verfiigung. In die-
ser Betriebsart wird anstelle der
gesamten Probe nur die vom
Anwender vorgegebene Region
abgetastet.

Mit dem neuen Multi-Layer-
Modus, der jede einzelne Schicht
als separate Fokusebene ent-
lang der Z-Achse erkennt,
sind nun auch Bildaufnahmen
durch mehrere Schichten mog-
lich. Dabei lésst sich selbst bei
Messungen der Rauigkeit und
Dicke mehrerer transparenter
Schichten, wie beispielsweise
einer transparenten Kunst-
harzschicht auf einem Glassub-
strat, die genaue Inspektion und
Messung der jeweiligen Schicht
bewerkstelligen.

» Olympus Deutschland
GmbH
mikroskopie@olympus.de
www.olympus-ims.com

Fiir die zeitgemifle Produktentwicklung gilt: Gute struktur-
dynamische Berechnungsmodelle entstehen durch den Abgleich
mit genauen Testdaten. Je naher ein Modaltest dem Berechnungs-

modell kommt, desto besser gelingt der Abgleich des Modells.
Die Polytec GmbH bietet jetzt diese Tests als Dienstleistung an.
Das automatisierte Modalanalyse-System RoboVib erméglicht
hochgenaue und schnelle Modalanalysen.

Das RoboVib Test-Center ist mit zwei Robotern auf Line-
arachsen ausgestattet, die jeweils mit einem beriihrungslos
messenden 3D-Scanning-Laservibrometer ausgestattet sind.
Je nach Bedarf vermisst das System entweder kleine Objekte
mit hoher raumlicher Messpunktauflésung oder - dank Hub-
tisch und Deckenkran - komplette Fahrzeuge und Fahrzeug-
karosserien von allen Seiten schnell und genau. Die Roboter-
programme automatisieren wiederkehrende Messungen, was
Zeit und Kosten spart.

Egal, ob der Kunde die eigene Kapazitit kurzfristig erwei-
tern oder einfach externes Expertenwissen einkaufen mochte:
Polytec bietet einen Rundumservice von der Beratung iiber die
Testdurchfiithrung bis zur Datenauswertung (Modalanalyse) an.

» Polytec, www.polytec.com
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Positionieren im Sub-Nanometerbereich

Hochgenaue und riickverfolgbare AFM-Messungen an Halbleitern und Stufennormalen

Bild 1: CAD Zeichnung des hochauflosenden Mess-AFM mit 6-Achsen-

Piezotisch von PI (Bild: PTB)

Die Rasterkraftmikrosko-
pie (AFM) ermoglicht Oberfla-
chenmessungen hochster Auf-
l16sung bis auf atomare Level
und dringt damit in Bereiche
vor, die sich mit Lichtmikro-
skopie nicht mehr auflosen
lassen. Das Verfahren arbei-
tet berithrungslos, gemessen
werden Krifte zwischen einer
sehr diinnen Messspitze und
der Objektoberfliche, die dann
Aufschluss iiber die Topografie,
die chemische Oberflichenbe-
schaffenheit, Defekte etc. geben
konnen. Anwendungen fiir diese
Methode finden sich sowohl in
der Forschung als auch in der
Produktion.

Zu den typischen Einsatzbe-
reichen gehéren z.B. Life Sci-
ence Technologien ebenso wie
die Materialforschung oder die
Halbleiterinspektion. Prazision
bei der Positionierung von Mess-

Dipl.-Physiker Gernot
Hamann, Business
Developement Manager fiir
Mikroskopie bei Physik
Instrumente (PI) und
Ellen-Christine Reiff, M.A.,
Redaktionsbiiro Stutensee

spitze und Probe sind hier obli-
gatorisch, da nur so eine hohe

Ortsauflosung erreicht werden

kann. Piezobasierte Positionier-
systeme sind fiir diese Scan-
Anwendung gut geeignet, da sie

nicht nur mit Auflésungen im

Subnanometerbereich arbeiten,
sondern auch eine hohe Dyna-
mik bieten.

Low Noise metrological AFM

Die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt entwickelt zur-
zeit ein ,,Low Noise metrologi-
cal AFM®, mit dem die Raster-

kraftmikroskopie noch ein-
mal in neue Dimensionen vor-
stoflen wird (Bild 1). So sollen
mit dem neuen System riick-
fithrbare Messungen von Stu-
fennormalen durchgefiihrt wer-
den, die zur Einstellung von
anderen AFMs verwendet wer-
den. Auch quantitative Unter-
suchungen an Halbleiterpro-
ben zur Bestimmung von Cri-
tical Dimensions, d.h. kleinster
noch abbildbarer Strukturen,
sollen mit seiner Hilfe realisier-
bar sein. Dabei kommen je nach
Anwendung zwei Messverfah-
ren zum Einsatz: der Flichen-
scan und die sogenannte ,,Sin-
gle Point Probing®“-Methode.

Zwei Messverfahren: Flachenscan
oder Single Point Probing

Beim Flachenscan wird die
AFM-Spitze (das an der Spitze
atomar diinne Tip) mit kon-
stanter Frequenz und Amplitude
zur Schwingung angeregt und
auf Arbeitsabstand an die Probe
heran gefahren. Die Probe wird
unter dem Tip bewegt. Andert
sich wihrend des Scans der
Abstand, verschieben sich auch
Frequenz und Amplitude der
Tip-Schwingung. Die Position
der Probe wird in Richtung der
z-Achse so nachgeregelt, dass
die Schwingung konstant bleibt.
Damit liefert dann die Varia-
tion der z-Position zusammen

mit den fiir die Ortsauflésung
relevanten x- und y-Koordina-
ten die Topografie-Informati-
onen fiir die Probenoberflache.

Da dieser Flichenscan selbst
bei hochster Prizision bei stei-
len Strukturen nur sehr wenig
Informationen tiber den Kanten-
bereich liefert, kommt mit der
»Single Point Probing“-Methode
ein weiteres Messverfahren zum
Einsatz: Um eine Stufe exakt
zu messen, fahrt die Positio-
niereinrichtung langsam eine
bereits entdeckte Stufe an den
Tip heran (Bild 2). Bewegungs-
richtung ist dabei die Normale
zur Oberfliche der Stufe, d.h.
man bendétigt drei aktive Ach-
sen fiir die Probenverstellung.
Aufgenommen wird dabei die
»Kraftkennlinie“, die sich aus
der Anderung von Frequenz,
Amplitude und Phase der Tip-
Schwingung an der jeweiligen
Stelle der Stufe ermitteln ldsst.
Die Messung wird an weiteren
Punkten wiederholt, sooft bis
die ganze Stufe gemessen ist.
Dieses Messverfahren arbei-
tet zwar relativ langsam, liefert
jedoch sehr genaue Informati-
onen iiber topografisch steile
Bereiche. Es eignet sich bei-
spielsweise auch fiir quantita-
tive Messungen an Halbleiter-
strukturen mit sehr geringen
Abmessungen von 10 bis 20 nm.

An das fir den Proben-Scan
eingesetzte Positioniersystem

(a)

15
Sa
E Azt
<
5
Astz
ﬂ .
0 20 40 B0
Abstand, nm
(b}

Bild 2: Die ,Single Point Probing” Methode: Bewegung einer Stufenstruktur der Probe gegeniiber der AFM-
Spitze (a), und aufgenommene Kraft-Weg-Kennlinie an einem Punkt der Stufe (b) (Bild: PTB)
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Probe (Bild: PI)

Bild 3: Sechsachsiges, piezobasiertes Positioniersystem fiir die

-
=

stellen beide Messverfahren
extrem hohe Anforderungen,
vor allem was die Auflosung
betrifft. Sie muss im Sub-Nano-
meterbereich liegen, da das beim
Scannen eingesetzte Positionier-
system die Ortsauflosung liefert.
Gleichzeitig sind die Anforde-
rungen an die Dynamik hoch,
denn je schneller der Scan in
z-Richtung verfahrt, desto
schneller ist auch die Positio-
nierung in x- und y-Achse mog-
lich. Das verkiirzt nicht nur die
Messdauer, sondern reduziert
auch die Drift, die sich zeitab-
hingig vergrofert. Die hohe
Dynamik kommt damit auch
der Genauigkeit zugute.

Parallelkinematik

Bei der Positionierung ent-
schied sich die PTB aus die-
sen Griinden fiir ein piezoba-
siertes Nanopositioniersystem
(Bild 3). Das parallelkinema-
tische System von Physik Instru-
mente ist ausgelegt fiir Verfahr-
wege von 12 um in drei linearen
Achsen, erméglicht eine Positi-
onierung besser als 0,1 nm und
bietet damit fiir den Einsatz im
neuen AFM beste Vorausset-
zungen. Dabei spielt nicht nur
die Reproduzierbarkeit eine
Rolle, sondern vor allem auch
die absolute Genauigkeit, da mit
dem AFM quantitative Mes-
sungen durchgefithrt werden
sollen. Diese sehr hohe Bewe-
gungsauflosung ist nur mog-
lich, weil es bei der Bewegung
der Piezoantriebe keine klas-
sischen mechanischen Kompo-
nenten gibt, die Reibung oder
mechanisches Spiel besitzen.

Da das sechsachsige Positi-
oniersystem zudem kompakte

electronicfab 3/2013

Abmessungen hat, lasst es sich
auch gut im AFM integrie-
ren und sorgt zum einen fiir
die exakte Positionierung der
Probe im Messbereich sowohl
in x- und y- als auch in z-Rich-
tung. Zum anderen dienen
die drei rotatorischen Achsen
zur Kompensation parasitdrer
Winkelfehler. Unterstiitzt wird
die grofle Positioniergenauig-
keit auflerdem durch die hohe
Resonanzfrequenz des Gesamt-
systems von tiber 1,4 kHz (bei
300 g Last), was die Messung
gut von externen, akustischen
Storungen entkoppelt.

Sensorik

Die PTB setzt bei dem neuen
Rasterkraftmikroskop externe
differentielle Interferometer
ein, um extrem hochaufgelost
die Bewegungen zwischen dem
AFM-Antastsystem und der
Probe auf dem sechsachsigen
Positioniersystem direkt in allen
sechs Freiheitsgraden bestim-
men zu kénnen. Damit spielen
auch zwischen der bewegten
Plattform des Piezotisches und
der Probe auftretende Storungen
wie Drift oder elastische Ver-
spannungen keine Rolle mehr,
da sie vom Interferometer direkt
gemessen werden, was sich
ebenfalls positiv auf die Line-
aritit der AFM-Messung aus-
wirkt. Dariiber hinaus liefern
die Interferometer Messsignale
hochster Auflosung (10 pm) und
Linearitét bei sehr hoher dyna-
mischer Bandbreite.

Die Interferometersignale wer-
den iiber einen seriellen Daten-
strom an den von PI stammen-
den Digital-Controller vom
Typ E-712 tbertragen. Die-

ser Controller ldsst sich per-
fekt auf das Positioniersystem
abstimmen und enthilt eine
komplexe Fehlerkompensa-
tion des sechsachsigen Systems.
Der Controller bietet fein abge-
stimmte Linearisierungsalgo-
rithmen fiir extrem gleichmé-
Bigen Lauf und erlaubt schnelle
Vorschubbewegungen mit maxi-
maler Kraft. Der gemeinsame
Einsatz von Parallelkinematik
und interferometrischer Mes-
sung aller sechs Freiheitsgrade
ermoglicht eine Korrektur von
ungewolltem Ubersprechen der
Bewegung (z.B. durch externe
Krafteinwirkung) in eine andere
Achse, die tiber entsprechende
Algorithmen im Controller in
Echtzeit aktiv ausgefiihrt wird.

Vor allem die direkte Posi-
tionsmessung an der Position
des AFM-Antastsystems ist mit
den kapazitiven Sensoren, die
im Tisch integriert sind, nicht
moglich. Diese sind aber fiir die
Initialisierung vor Beginn der
Messung wichtig: Bei der Ini-
tialisierung werden zunichst
die absolut messenden internen
kapazitiven Sensoren des Piezo-
tisches verwendet, um eine defi-
nierte Startposition anzufah-
ren. Dann wird der Regelkreis
des Piezotisches iiber die exter-
nen Interferometer geschlos-
sen. Diese sind riickfithrbar
auf PTB-Standards, aber mes-
sen nur Bewegungen und keine
absoluten Positionen. Auch das
Umschalten zwischen inter-
ner (kapazitiver) und externer
(interferometrischer) Istwert-
Erfassung ist mit dem Digital-
Controller E-712 (Bild 4) mog-
lich. Auf diese Weise lasst sich
eine hochprizise Messung der

Oberflachentopographie rea-
lisieren.

Spezielle Antriebe

Bei der PTB ist man von der
gewidhlten Losung tberzeugt
und zurzeit wird das neue AFM
aufgebaut. Dabei konnte man
sich auch beim Antrieb fir
die ,,Grob“-Anndherung der
Messspitze an die Probe von
den Vorteilen piezobasierter
Antriebslosungen iiberzeugen.
Treibende Kraft ist hier ein
sogenannter Schreitantrieb.
Diese NEXLINE-Antriebe
erzeugen den Vortrieb durch die
Kombination von Langs- und
Scherpiezos, also Piezoaktoren
mit unterschiedlichen Bewe-
gungseigenschaften. Entspre-
chend angesteuert sind damit
dann sowohl Klemm- als auch
Schubbewegungen realisierbar,
die an den Gang eines Vierfii3-
lers erinnern. Dieser Antrieb
wird genutzt, um vor Beginn
der Messung die AFM-Spitze
auf Arbeitsabstand an die Probe
heranzufahren. Damit kann die
AFM-Spitze tiber den gesamten
Weg von mehreren Millimetern
mit Nanometer-Genauigkeit
verfahren werden. Nach der
Annidherung muss der Antrieb
sehr stabil stehen, um keine
zusdtzlichen hoherfrequenten
Schwingungen zwischen dem
Kopf und dem Sechsachs-
Positioniersystem zu erzeugen,
die vom Positioniersystem nicht
mehr vollstindig ausgeregelt
werden konnen.

W Physik Instrumente (PI)
GmbH ¢ Co. KG
info@pi.ws
WWW.DL.WS

Bild 4 : Digitaler Piezocontroller

fiir mehrere Achsen. Auch das Umschalten zwischen
interner (kapazitiver) und externer (interferometrischer) Istwert-

Erfassung ist maglich (Bild: Pl)
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Neue Systemsoftware fiir Produktions-Testplattform

Tecap
1 Patam Engirs

Die neue Systemsoftware
Tecap 3 bietet optional eine
Erweiterung zur Steuerung der
Messtechnik-Plattform R&S
CompactTSVP. Als Erste am
Markt deckt die Tecap 3 den
gesamten Workflow von der
Planung, Erstellung und Ablauf-
steuerung der Testprogramme
bis hin zur Erfassung der Test-
ergebnisse ab.

Mit der neuen Tecap-Version
préasentiert der Systempartner
MTQ Testsolutions eine durch-
gangige Software fiir den Test
von elektronischen Komponen-
ten und Baugruppen in der Ent-
wicklung und Produktion. Sie

TR

ingimars

umfasst erstmalig alle Funkti-
onen und Softwarewerkzeuge
von der Prifplanung, iiber die
Erstellung des Testprogramms,
die Steuerung der Instrumente
bis hin zur vollstindigen Inte-
gration in das Datenmanage-
ment.

Plattformunabhéngig

Die plattformunabhéngige
Tecap 3 beinhaltet eine leistungs-
fahige, optionale Erweiterung
zur Steuerung der R&S Com-
pactTSVP-Instrumente und
-Schaltmodule. Der Anwender
legt im Tecap Autorouter nur
den Anfang und das Ende des

]

Signalwegs fest, die Software
ermittelt dann automatisch die
optimale Signalverschaltung
und fiithrt die notwendigen Ein-
stellungen aus. Dies vereinfacht
und beschleunigt die Testpro-
grammentwicklung besonders
bei sehr komplexen Testerkonfi-
gurationen erheblich. Tecap eig-
net sich sowohl fiir die Erstel-
lung und Ausfithrung von In-
Circuit- als auch Funktions-
tests oder einer Kombination
aus beiden.

Auf der Messe wurde eine
Anwendung gezeigt, in welche
die Testsystem-Plattform R&S
CompactTSVP und ein Oszil-
loskop R&S RTO iiber Tecap 3
eingebunden waren. Alle Mess-

und Stimulusinstrumente des
Testsystems wurden dabei
tiber das komfortable Tecap 3
Measurement Center gesteu-
ert. Auch die gesamte Verwal-
tung der Hardware-Konfigura-
tion und des Applikationsum-
telds erfolgte iiber Tecap 3. Mit
Tecap 3 wird ein Hochstmaf$ an
Testtiefe gewahrleistet und der
Testingenieur kann sich voll auf
seine Testaufgabe konzentrieren.
Da Tecap ebenso wie R&S Com-
pactTSVP offene Plattformen
sind, ist eine Erweiterung pro-
blemlos moglich.

» Rohde ¢ Schwarz
GmbH ¢ Co KG
www.rohde-schwarz.de
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Automatischer Abgleich der CAD-Daten durch den CAD-Overlay-Wizard

Bei der Testprogrammerstellung fiir AOI-Systeme kommt es
fir den Anwender in erster Linie auf Schnelligkeit und Feh-
lerfreiheit an. Je hoher die Variantenvielfalt in der Fertigung
bestiickter Baugruppen ist, desto wichtiger sind kurze Pro-
grammierzeiten. Die Systemsoftware LVInspect von Priiftech-
nik Schneider & Koch bietet neben der automatischen Testpro-
grammerstellung auf Basis von CAD-Daten nun mit CAD-Over-

lay ein neues Software-Modul an, das den Programmierauf-
wand auch bei Layout-und CAD-Datenénderungen minimiert.
Mit Hilfe des CAD-Overlay-Wizards gelingt es, weite Teile
eines bestehenden Testprogramms fiir neue Layout-Varian-
ten zu iibernehmen und damit den Aufwand fiir die Neupro-
grammierung gering zu halten. Anwender haben die Option,
eine 1:1-Kopie ihres Testprogramms auf die verdnderte Vari-
ante anzupassen oder im bestehenden Testprogramm unter-
schiedliche Testschritte je nach Variante zu definieren. Die
gesamte Programmmodifikation erfolgt dialoggefithrt — spe-
zielle Programmierkenntnisse sind daher nicht notwendig. Der
Software-Assistent tibernimmt zudem den Abgleich zwischen
den zu Grunde liegenden CAD-Daten und erkennt die Lay-
out-Unterschiede vollautomatisch. Die Vorteile liegen auf der
Hand: Neben der Zeitersparnis sinkt das Fehlerrisiko durch
manuelle Eingriffe. Die Software dokumentiert dariiber hinaus
alle Programménderungen, so dass eine liickenlose Riickver-
folgbarkeit fiir simtliche Programm- und Konfigurationsan-
passungen gegeben ist.

Layout-Anderungen gehoren bei der Leiterplattenfertigung
zum Alltag. Ein Hochstmafl an Automatisierung trotz Varian-
tenvielfalt ist entscheidend fiir die Wirtschaftlichkeit der Pro-
duktion - CAD-Overlay leistet dazu einen Beitrag.

» Priiftechnik Schneider ¢ Koch Ingenieurgesellschaft mbH
www.prueftechnik-sk.de
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,areen Mode” nachriisten

Mehr als 40% Energie und Kosten sparen durch Nachrtistung von Priifschrinken

\,ﬁﬁlm:h

Weiss Umwelttechnik und Vé6tsch Indus-
trietechnik verfolgen mit dem Label ,,green
mode“ fiir alle Neuanlagen konsequent
den Weg zur maximalen Energieeinspa-
rung. Auch nahezu alle existierenden Kli-
maschranke élterer Bauart der beiden Her-
steller kénnen vom Service-Team so nachge-
riistet werden, dass sie dem aktuellen Stand
der Energiespartechnik sehr nahe kommen.

Einfache MaBnahmen

sparen oft mehr als 40% der elektrischen
Energie und somit viele Tonnen an CO, ein.
Der anfangliche Mehraufwand amortisiert
sich schnell tiber die eingesparten Ener-
giekosten. In der Folge kann der Anwen-
der zusitzliche Vorteile, wie reduzierten
Kithlwasserverbrauch, geringere Lirm-
emissionen und eine niedrigere Netzbela-
stung, nutzen.

Die Service-Kundendienst Mitarbeiter
beraten die Betreiber von Klimaschréanken
vor Ort oder telefonisch und erfassen den
Ist-Zustand von Anlagen und Priifungsan-
forderungen. Messungen vor Ort bestimmen
den tatsichlichen Energie- und Wasserver-
brauch, sodass auf Wunsch eine Energiebi-
lanz erstellt werden kann. Die ermittelten
Werte bilden die Grundlage der Optimie-
rungsvorschlige, welche in drei Bereichen
Niederschlag finden: Software, Hardware
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und Anpassung des Gesamtsystems an die
realen Anforderungen.

Die leichteste Methode

ist die einer Software-Anpassung, da
keine direkten Eingriffe in den Klima-
schrank notwendig sind. Durch den modu-
laren Aufbau der steuernden SPS kénnen
diese Optimierungen schnell und zielsicher
durchgefiihrt werden. Speziell ausgebildete
Techniker richten die Software so ein, dass
der Betreiber seine Anlage im Energiespar-
oder im Leistungsmodus betreiben kann.
Im ,green mode” werden zeitweise nicht
benétigte Verbraucher wie Heizungen, Ver-
dichter oder Ventilatoren gezielt abgeregelt.
Dies tragt effektiv dazu bei, Lastspitzen zu
vermeiden. Der Wechsel zwischen Energie-
spar- und Leistungsmodus, aber auch die
Abregelung nicht bendtigter Verbraucher,
erfolgt hierbei vollautomatisch.

Im zweiten Schritt

wird die Hardware einbezogen, so beinhal-
tet dies die Begutachtung aller elektrischen
Verbraucher, welche im System integriert
sind. Geschickt gewihlte, energieeffiziente
Bauteile ersetzen die alten Komponenten,
ggf. werden Aggregate mehrstufig aufge-
baut. Die Verwendung von State-of-the-art-
Bauteilen mit grofiter Energieeffizienz sorgt

dafiir, dass die Anlage immer bedarfsge-
recht im optimalen Bereich betrieben wird.

Der Bereich der Anlagenplanung

ist essentiell, um in der vorhandenen
Kundenperipherie durch die intelligente
Zusammenstellung aller Komponenten
ein auf die Aufgabe optimal zugeschnit-
tenes Gesamtsystem zu erstellen. Fiir die
bestehenden Anlagen ist das Einsatzspek-
trum durch die Historie sehr gut bekannt.
Urspriinglich geplante Leistungsbereiche,
die in der Praxis nur selten benétigt wor-
den sind, kénnen nun korrigiert werden,
um die Anlagen méglichst nah am Opti-
mum zu betreiben.

Die Anlage muss einerseits die fiir den
geplanten Betrieb erforderlichen Leistungen
sicher erbringen, andererseits jegliche durch
Uberdimensionierung verursachte Energie-
verschwendung vermeiden.

Grof3e Kiihlanlagen sind fiir die erforder-
liche Spitzenleistung notwendig, in Nied-
riglastphasen koénnen sie jedoch durch
ein zusitzlich zu installierendes, parallel
geschaltetes Aggregat mit deutlich gerin-
gerer Leistungsaufnahme ergénzt werden.

Die Kundenanforderungen

hinsichtlich Testumgebung und -bedin-
gungen, Testprodukt und Einsatz der Klima-
kammern sind wichtig fiir die Optimierung
der Anlagen. So entstehen smarte Losungen,
wie z.B. die Nutzung der Aulenluft im Win-
ter zur Riickkiihlung bei Kaltwassersitzen
oder mehrstufige Heizfunktionen, welche
die Energie der AufSenluft nutzen.

Als Beispiel wurden die moglichen Ein-
sparungen durch intelligente Anderungen
in der Regel- und Steuersoftware an einem
Schocktestschrank vom Typ TS 120 bzw.
VT 7012 S2 mit 120 Litern Priifvolumen
betrachtet. Dieser Klimaschrank soll Priif-
gut von 10 kg schnellstmoéglich zwischen
-40 und +85 °C bei einer Haltezeit von je
einer Stunde wechseln. Zum Erreichung
der schnellen Temperaturanderung am
Produkt ist eine Vorhaltetemperatur in
der Kithlkammer von -50 °C notwendig.
Durch intelligente Steuerung werden bei
3.000 Zyklen pro Jahr ca. 18.000 kWh bzw.
42% eingespart.

» Weiss Umwelttechnik GmbH
info@wut.com
www.weiss.info

» Vitsch Industrietechnik GmbH
info@vy-it.com
www.voetsch.info



Strenge Auslese

Wie Spezial-Equipment beim Test von Halbleiterbauteilen eingesetzt wird

Bild 1: Der Mainframe AVR-EB steht stellvertretend fiir eine ganze Serie hochspezialisierter Pulser. Die
Bedienung erfolgt entweder manuell iiber den Einstellknopf an der Frontseite oder iiber die eingebauten
RS-232- oder GPIB-Interfaces. Der Befehlssatz ist SCPI kompatibel.

Nur die besten kommen zum
Zuge

Wenn es um die Zuverlids-
sigkeit und Qualifizierung von
Halbleiterbauelementen geht,
setzen einige Industriebran-
chen sehr hohe Mafistibe an.
Aus guten Griinden sind die
Auflagen im Bereich der Luft-
fahrt, Raumfahrt, des Militérs
und der Medizintechnik sehr
streng. Meist geht es um die Si-
cherheit der Menschen, die mit
den Systemen umgehen, aber
auch, wie z.B. bei der Raum-
fahrt, um den Schutz der hohen
Investitionen. Halbleiterbauele-
mente, die in einem Satelliten
verbaut sind, miissen unter ex-
tremsten Bedingungen iiber
Jahre zuverldssig arbeiten. Hier
muss jedes einzelne Bauteil zu-
néchst strenge Priifungen iiber-
stehen, bevor es in einer Schal-
tung verbaut wird.

Priifungen nach MiL-Standards

Die Priifungen sind zumeist
in MIL-Standards festgelegt,
wie z.B. der MIL-STD-750E
und MIL-PRF-19500. Sie defi-
nieren u.a. Normen zum Test
von Halbleiterbauelementen
und sind mit ihren zahlreichen
Ergdnzungen die Grundlage

Heiko Seel,

Product Manager Laser,
Halbleiter-Tester und
Pulsgeneratoren bei
Schulz-Electronic
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zahlreicher Bauteiltests in den

beschriebenen Branchen. Am

wichtigsten sind die physika-
lischen und elektrischen Tests.
Dariiber hinaus wird die Wider-
standsfahigkeit der Bauteile ge-
geniiber Effekten duflerer Um-
welteinfliisse getestet. Zu den

Komponenten, die auf diese

Weise qualifiziert werden, zéh-
len Transistoren, Dioden, Pho-
to-Triacs, Optokoppler, Gleich-
richter, und andere Halbleiter.

Die Tests priifen einerseits die

Einhaltung der Bauteil-Spezifi-
kationen und stellen sicher, dass

das Bauteil seine elektrischen

und physikalischen Spezifikati-
onen unter allen zuldssigen Be-
triebsbedingungen einhalt. Oft
definieren die Abnehmer eige-
ne Priifbedingungen z.B. hin-
sichtlich Temperaturen oder
Strahlenbelastung. Auflerdem
werden die Bauteile z.B. hohen
Spannungs-Spikes oder schnel-
len Transienten ausgesetzt, um
ihre Robustheit nachzuweisen.

Ausgesuchtes Equipment vom
Spezialisten

Die Tests laufen in der Ent-
wicklung oder auch produkti-
onsbegleitend. In der Regel wer-
den die Priiflinge nach Stich-
probenpldnen ausgewdéhlt. Fiir
Sonderanwendungen, wie die
Raumfahrt, muss jedoch jedes
Bauteil auf den Priifsockel, bevor
es verbaut wird. Um die Tests
reproduzierbar und verlésslich
durchfithren zu kénnen, wird
spezielles Equipment benéti-

daher nur spezielle Gerite, die

genau auf die geforderte Pri-
fung zugeschnitten sind. Es
gibt weltweit nur wenige An-
bieter solcher Systeme.

Einer davon ist Avtech Elec-
trosystems, der in Deutschland,
Osterreich und der Schweiz
von Schulz-Electronic vertre-
ten wird. Zum allgemeinen
Lieferprogramm von Avtech
gehoren Allzweck- und Hoch-
leistungs-Impuls-Generatoren,
Laserdioden-Treiber, Verstarker
und spezielles Zubehor in Form
von Kabeln und adaptierten
Sockeln fiir spezifische Lasten.
Ein Spezialgebiet sind die Ge-
rite und das Zubehor spezi-
ell fiir eine Reihe von Halblei-
tertests. Einerseits gibt es Tests,
die die zugesicherten Bauteil-
Spezifikationen iberpriifen,
wie: ,Reverse Recovery Time

Qualitatssicherung cosssssssEEEEE——————

Tests“ gemafl MIL-STD-750C
Method 4031, etc., ,Forward
Recovery Voltage and Time

Tests“ gemafl MIL-STD-750C
Method 4026, etc., ,,Transistor
Switching Time Tests“ gemaf3
MIL-S-19500, etc. und ,,Photo-
triac dU/dt Tests®. Andere Tests
dienen dem Nachweis der Fe-
stigkeit gegeniiber bestimmten
Stressfaktoren, wie der ,,Opto-
coupler common-mode tran-
sient immunity (CMTTI) Test®.

Sicherer Anschluss jeglicher
Bauform

Die Testanordnungen sind
elektrisch sehr sensibel, eine
falsche Auslegung der Zulei-
tung kann bereits das Messer-
gebnis verfilschen, da Flanken
und Amplituden der Testpulse
strengen Grenzen und gerin-
gen zulédssigen Toleranzen un-
terworfen sind. Eine Heraus-
forderung sind die verschie-
denen Bauformen der Halblei-
ter. Jede von ihnen stellt ande-
re Anforderungen an die Kon-
taktierung. Hier liegt eine be-
sondere Stirke von Avtech, die
eine grofle Auswahl an speziali-
sierten “Test-Jigs”, wie die Bau-
teilaufnahmen genannt werden,
im Programm haben. Beim De-
sign der Test-Jigs wurde tech-
nisch besonderes Augenmerk
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Bild 2: Oszillogramm Photo-Triac Test: +600 V Puls an einem Fairchild
gt. Fiir den Einsatz eignen sich ~ MOC3052M mit unterschiedlich steilen Spannungsanstiegen, dU/dt.
Der Breakdown beginnt ungefihr bei dU/dt = 590 V/us.
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Bild 3: AVR-TRR-DIPFP: fiir die Aufnahme von DIP-Packages

und Flatpacks nach MIL mit bis zu 16 Anschliissen. Per
Programmierung konnen die Ein- und Ausgangssignale auf jedes
beliebige Anschlusspaar geschaltet werden.

darauf gelegt, dass die parasi-
taren Induktivititen minimiert
werden, gleichzeitig aber auch
eine bequeme und anwender-
sichere Bedienung moéglich ist.

Die Pulser werden in der Regel
mit einem von mehreren stan-
dardisierten Test-Jigs ausgelie-
fert. Es ist eine grofie Auswahl
von Standard-Sockeln und An-
schliissen erhiltlich, um den
Prifling zu kontaktieren. Zum
Beispiel zur Aufnahme zwei-
beiniger TO-220AC-Gehiuse
und der meisten axialen Bau-

formen, ob gerade oder gebogen,
zur Aufnahme von MELFs, SQ-
MELFs, DIPs oder DO-Packages,
usw. Sonderlosungen konnen je-
derzeit hergestellt werden.

Gerate fiir Halbleitertests

Der Pulser der Reihe AVR-EB
eignet sich sowohl fiir Reverse
als auch fiir Forward Recovery
Time Tests gemafl MIL-STD-
750E Method 4031.4 Test Con-
ditions A/ B1-B4/ D und MIL-
STD-750E Method 4026.3. Eine
Variante des Gerits, das AVR-

Bild 4: Test-jig contact fiir die Aufnahme von Dioden mit geraden

axialen Anschliissen
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Bild 5: Test-jig contact fiir die Kontaktierung von Dioden
im SQ-MELF-Gehduse

EB2A-B, dient dem Test von sehr
schnellen Dioden mit niedrigem
Schaltstrom. Die Strompulse eig-
nen sich fiir Tests gemaf§ MIL-
STD-750E Method 4031.4 Test
Condition A. Auf Wunsch lie-
fert Avtech auch Systeme fiir
den Test gemiafl Condition B
oder Condition D.

Die AVR-CD1-Serie ist spe-
zialisiert auf Reverse Recove-
ry Tests gemafl MIL-STD-750E
Method 4031.4 Conditions D1-
D6. Das Gerit produziert Strom-
pulse mit einstellbarer Steilheit
von 20 bis 200 A/us.

Die Gerite der Serie AVR-D2
sind MIL-PRF-19500 Waveform-
Generatoren mit einer max. Aus-
gangsspannung von 30 V, Puls-
breiten von 0,2 bis 20 ps und
Anstiegszeiten von 1,5 ns. Diese
Serie ist speziell fiir die Durch-
fithrung von MIL-PRF-19500
switching time tests entwickelt
worden, ist aber auch sehr gut
geeignet als Hochgeschwindig-
keits-Pulsgenerator im mittle-
ren Spannungsbereich.

Das Modell AVR-DV1 hin-
gegen ist ein spezielles Test-
system, um Pulse mit einstell-
baren Flanken von bis zu 2 kV/ps
zu generieren, wie sie bei Pho-
to-Triac dU/dt-Tests bendtigt
werden. Das AVR-DV1 erzeugt
einen prézise einstellbaren Puls
mit einer Lange von 500 ns bis
zu 200 ps und einer Amplitu-
de von bis zu +1000 V. Die Ge-
rate der AVRQ-Serie produzie-
ren wohldefinierte einstellbare

Hochspannungs-Flanken zur
Priifung der CMTI (common-
mode transient immunity), z.B.
von Optokopplern.

Schnittstellen

Alle Gerite sind mit GPIB-
und RS-232-Interfaces ausge-
stattet. Das erlaubt ihre Einbin-
dung in iibergeordnete Systeme
und die Erfassung der Messer-
gebnisse zur zentralen Archivie-
rung. Dieses ist unerlasslich, da
die Priifvorschriften oft eine li-
ckenlose, riickverfolgbare Do-
kumentation aller gemessenen
Werte vorschreiben.

Die zentrale Dokumentation
versetzt den Hersteller auch in
die Lage, jederzeit die Einhal-
tung zutreffender Normen nach-
weisen zu kénnen. Auch dient
sie der Ursachenforschung und
Qualitétssicherung.

Partnerschaft unter Fachleuten

Die Fachleute von Schulz-
Electronic bilden fiir Avtech
die Schnittstelle zum Kunden.
Sie beraten diese nicht nur bei
der Auswahl des best geeigneten
Geriates und der Bauteilaufnah-
men, sondern sie nehmen auch
Wiinsche der Kunden auf und
vermitteln sie dem Partner in
Kanada. Avtech liefert zudem
Sonderlosungen zu erschwing-
lichen Konditionen nach Kun-
den-Spezifikation.

» Schulz-Electronic GmbH
www.schulz-electronic.de
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4 mm VIDEOENDOSKOP

« extrem flexibel
o beste Bildqualitét
« Sicht- und Messsystem

In der neuesten Genera-
tion der Videoendoskope von
KARL STORZ verbinden sich
bewahrte Qualitait und eine
Reihe innovativer neuer Tech-
nologien zu einem auflerge-
wohnlichen Instrument. Der
vollig neu entwickelte Hand-
griff mit CLICK4MOVE Tech-
nik sorgt fiir eine einfache und
ergonomische Bedienung. Die
kurze, flexible Spitze, die sich
in vier Richtungen um jeweils
140° abwinkeln ldsst, ermoglicht
eine griindliche Priifung auch
in schwer einsehbaren Riu-
men und er6ffnet dem Anwen-
der durch auflergewdhnlich
helle und konturscharfe Bil-

A

der ungeahnte Einblicke in die
zu priifenden Bauteile. Je nach
Bedarf ist das Videoendoskop

wahlweise mit einer Schaftlinge
von 2 oder 3 Metern erhalt-
lich. Das Gerit wird nach den
hohen KARL STORZ Quali-
tatsstandards produziert und
ist fir den robusten Industrie-
alltag bestens geriistet. Es ist
wasser- und staubdicht, stof3-
fest und besitzt einen Mantel
aus extrem belastbarem Wolf-
ramgeflecht. CLICK4MOVE
ist eine patentierte neuartige
Ablenkmechanik, die speziell
fir Hochleistungsendoskope wie
das 4 mm Videoendoskop ent-
wickelt wurde. Diese neuartige
Technologie kombiniert die von
KARL STORZ gewohnte, prizise
laufende Ablenkung mit einer
deutlich verbesserten Steuerung,
die es ermoglicht, die Funkti-
onen Ablenkung, Messen und

Speichern mit nur einer Hand
zu bedienen. Um eine Beschi-
digung des Mantels zu vermei-
den, wurde eine direkte, nicht
iiber einen Motor vermittelte
Abwinkelung der Spitze imple-
mentiert, sodass Hindernisse
vom Anwender ,erfithlt“ wer-
den konnen.

Die Home-Position ermdglicht
ein problemloses und schnelles
Herausziehen des Schaftes aus
dem untersuchten Produkt. Der
neue Handgriff ist fiir Rechts-
und fiir Linkshénder gleicher-
maflen bequem zu bedienen.
Wie alle Produkte der Firma
KARL STORZ ist das Videoen-
doskop zur gesamten Produkt-
palette von KARL STORZ kom-
patibel (Plug and Play-Funktion).

TECHNO LED NOVA 150 High-Performance LED Kaltlichtprojektor

o Durchschnittliche Lampenlebensdauer ca.

30.000 Stunden

o Sehr hohe Energieeffizienz durch neueste

LED-Technologie

o extrem leiser Betrieb bei niedriger Wéarme-

entwicklung

o hohe Umweltfreundlichkeit, da weder Blei
noch Quecksilber in der LED-Leuchte ent-

halten

Der kompakte Hochleistungs-Kaltlicht-
projektor TECHNO LED NOVA 150 liefert

klares, weifles Licht, das kaum Hitze aus-

strahlt. Das Gerit ist sparsam im Energiever-
brauch, gerduschlos im Betrieb und bendétigt
keinen Lampenwechsel, da das LED-Modul

eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden
aufweist. Das Weltnetzteil ermoglicht einen
weltweiten Einsatz.

TECHNO PACK T die neue Dokumentationseinheit

o kompakt
o portabel

o Vollbilddarstellung in bester Qualitat

Der TECHNO PACK T kombiniert
Monitor und Lichtquelle mit umfang-
reichen Dokumentationsmaéglichkeiten.
Er besticht nicht nur durch einen grofien

15 Bildschirm und hervorragende Bild-
qualitit, sondern auch durch sein prak-
tisches und modernes Design.

Der TECHNO PACK T ist kompakter
als sein Vorgénger und lisst sich somit

noch einfacher transportieren. Das

System ist sowohl als Tischvariante wie
auch als portable Koffervariante verfiigbar.

Eine integrierte 50 W LED-Lichtquelle

sorgt im Zusammenspiel mit Optik und

sen werden.

Kamera fiir ein herausragendes Bild. Alle
entstandenen Bilder konnen problemlos
auf USB-Stick oder Speicherkarte archi-
viert werden. Bei Bedarf kann tiber einen
der vier USB-Anschliisse eine beliebige,
linderspezifische Tastatur angeschlos-

» Karl Storz Industrial Group
info@karlstorz.de, www.karlstorz.com
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25-jahriges Firmenjubilaum Obtronic GmbH

Obtronic wurde 1984 als GbR gegrindet und 1988 in eine GmbH umgewandelt.

Obtronic GmbH zahlt also von Anfang an zu den kompetenten Dienstleistern fur Leiterplatten-
Entflechtung, und Baugruppenbestiickung.

Das Know-how wurde nattrlich durch konsequente zertifizierte Schulung und Weiterbildung auf
die immer wachsenden Anforderungen angepasst.

Unser taglich Brot ist das Erstellen komplexer Leiterplatten-Designs z.B.
als Impedanzkontrollierte Multilayer in HDI und Starr-Flextechnik.

Wir entflechten nach Normen. Hierfur bildet die FED-Design-Richtlinie FED-22-02A die
Grundlage.

Diese beinhaltet mitunter:

IPC-2221A Design von Leiterplatten
IPC-2222A Design starrer Leiterplatten
IPC-2223B Design flexibler Leiterplatten
IPC-7351B Land Pattern Design Standard,
IPC-7525B Schablonendesign.

Durch unsere Qualifikation ( CID - FED-Designer und IPC-A-610,
IPC-A-7711/21Zertifikate), werden samtliche Prozesse vom Design bis zur gepruften Baugruppe
optimal berucksichtigt.

Elektronische Baugruppen fertigen wir nach den Richtlinien IPC-A-610E Class 2 und 3,
uberwiegend in den Bereichen Industrie-Elektronik, Wehrtechnik und Medizintechnik.

Rework - Service fur hochwertige Baugruppen nach den Richtlinien IPC-A-7711/21B.

Wir arbeiten durchgangig nach dem zertifizierten Qualitatsmanagemet System
DIN ISO 9001:2008.

Wobei unser Traceability-System zu jeder Zeit die Reproduzierbarkeit
samtlicher Arbeitsprozesse gewahrleistet, dieses erleichtert z.B. die
Nachverfolgbarkeit bei Chargen-Fehler.

Seit Uber 25 Jahren bieten wir
Komplett-Service rund um die Leiterplatte:

Leiterplatten-Entflechtung.

Fertigen von Baugruppen - vom Einzelstuick bis zur Serie.
Bestuckungs-Eilservice von 1-10 Baugruppen.
RoHs-konforme und verbleite Fertigung.

Verarbeitung von beigestelltem Material, sowie Beschaffung
von elektronischen Bauteilen.

Rework-Service

Test — Dokumentation.

Komplett Service rund um die Leiterplatte

LObtronichbH Kuhnbergstr.27 73037 Goppingen Tel. 07161-5050635 www.obtronic.com
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HALT/HASS-Systeme filir beschleunigte
Lebensdauerpriifungen und Belastungstests

1,.-"".‘-'1-[ ;‘
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HALT (Highly Accelerated
Life Test) ist ein Priifverfahren,
das wihrend der Prototypen-
phase eines Produktes zum
Einsatz kommt. Es ermoglicht,
die Funktionsgrenzen eines
Produkts festzulegen und kon-
struktionsbedingte Mangel und
Schwachstellen von Kompo-
nenten zu erkennen. Mithilfe
von Konstanttemperaturprii-
fungen, schnellen Temperatur-
wechselpriifungen, Vibrations-
priifungen und kombinierten
Vibrationspriifungen mit Tem-
peraturwechseln kénnen latente
Konstruktionsfehler oder Méan-
gel im Fertigungsprozess frith-
zeitig aufgedeckt werden.

Richco Plastic Deutschland GmbH ¢ Email: vertrieb @richco-plastic.de ¢ Tel: +49 (0
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' HASS (Highly
I Accelerated Stress
Screen) ist ein
Priifverfahren fiir
die Produktend-
T kontrolle. Durch
die Anwendung
des HASS-Ver-
fahrens kann
. sichergestellt wer-
~ den, dass sich
nach der Feh-
lerbeseitigung
* im HALT-Prif-
verfahren keine
neuen Schwach-
stellen in das Pro-
dukt eingeschli-
chen haben.

Die Star-
Galaxy-Systeme
von Votsch
Industrietechnik sind spezi-
elle Temperaturpriifanlagen
mit integriertem Vibrations-
tisch. Die Priifanlagen sind mit
einer Fliissigstickstoff-Kithlung
ausgestattet, die Temperaturan-
derungsgeschwindigkeiten von
bis zu 70 K/min fiir maximale
Produktbelastung liefert. Die
schnellen Kiihl-Gradienten des
Galaxy-Systems mit LN2-Kiih-
lung lassen sich im Vergleich
zu mechanischen Kiihlsyste-
men platzsparend, gerdusch-
arm und ohne Kithlwasserbe-
darf erzeugen.

Bei dem integrierten Vibra-
tionstisch handelt es sich um
einen hochentwickelten pneu-

matischen Star-Vibrations-
tisch mit sechs Freiheitsgraden.
Die patentgeschiitzte Bau-
weise ermoglicht gleichmafige
Beschleunigungswerte {iber den
gesamten Priiftisch, wie sie ein
herkémmlicher Vibrationstisch
kaum zu leisten vermag.
Voétsch Industrietechnik
gehort weltweit zu den innova-
tivsten und bedeutendsten Ent-
wicklern und Herstellern von
Anlagen zur Simulation von

Umweltbedingungen. Die Anla-
gen von V6tsch werden rund um
den Globus in der Forschung,
Entwicklung, Produktion und
Qualitatssicherung zahlreicher
Produkte eingesetzt.

» Vitsch Industrietechnik
GmbH
Produktbereich
Umweltsimulation
info@v-it.com
www.voetsch.info

PXI-Matrix-Losungen auf Halbleiterbasis

Mit Einfithrung der 40-501
erweiterte Pickering Interfaces
den Bereich der Schaltmatri-
zen auf Halbleiterbasis (Solid
State) um ein PXI-Modul mit
64x4 Kreuzungspunkten im
3-HE-Format. Die dabei
verwendeten Halbleiterschalter
sind fiir heifSes Schalten von
100 V und 150 mA ausgelegt
und erlauben Einschaltspitzen
von 350 mA. Dies empfiehlt
das Modul fiir Anwendungen,
bei denen wiederholtes
Heif3schalten von hohen
Spannungen mit hoher kapa-
zitiver Last erforderlich ist.
Ublicherweise fiithrt dies bei
elektromechanischen Relais
zu reduzierter Lebensdauer.
Bei der Solid State Matrix
ist bei Betrieb innerhalb
der spezifizierten Werte die

Anzahl der Schaltzyklen
nahezu unbegrenzt, wobei
die Schaltgeschwindigkeit
durchaus mit der von Reed-
Relaislosungen vergleichbar ist.
Damit ist das Modul ideal fiir
Testanwendungen, bei denen
es auf hohen Durchsatz und
kurze Schaltzeiten ankommt.
Die 40-501 ist kompatibel in
Funktion und Stecker zur
40-500-Matrix mit den Eck-
daten 60 V und 500 mA. Das
ermoglicht dem Anwender, die
am besten passende Schaltlo-
sung fiir seine Anforderung
auszuwéhlen, ohne dass
Anderungen an Software oder
Steckerhardware notwendig
sind.

» Pickering Interfaces
www.pickeringtest.com
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Scheugenpflug

Fit fiir die Serie:
Nutzenaufnahmesysteme
im Eigenbau

Luft -

fir uns kein
Thema.

tumspotential in der Serienfertigung.
Neben Kosteneffizienz, und Zeiter-
sparnis erfillt es hochste Anforde-
rungen an Prozessgenauigkeit. Mit der
einmaligen Anschaffung der Bohr-
vorrichtung und Aufnahme ermég-
licht es in Zukunft noch schneller und
flexibler auf neue Produkte zu rea-
gieren. Alle dafiir benotigten Werk-
zeuge stehen in den Nutzentrennern
der Serien EASY, INT und LOW von
Systemtechnik Hélzer zur Verfiigung.
Stifte, Werkstiicktragerplatte und
Programme zur Erstellung sind wie-
derverwendbar und kénnen getrennt
sowie platzsparend aufbewahrt wer-
den. Weitere Informationen erhalten
Sie beim Anbieter auf Anfrage.

Die jiingste Generation der Nutzenaufnahme-
systeme im Eigenbau (,,Pin-Vakuum-System®)
von Systemtechnik Holzer beweist echtes Wachs-

» Systemtechnik Holzer GmbH
www.hoelzer.de

Pulverlack fiir LDS-Anwendungen

Die Laser-Direktstrukturierung hat sich als
das flexibelste Verfahren zum Herstellen von
dreidimensionalen Leiterbahnen auf Kunst-
stoff etabliert. Ein experimenteller Pulver-
lack mit LDS-Additiv lasst weitere Schran-
ken fallen: Damit lassen sich auch Metallober-
flichen zu dreidimensionalen Schaltungstra-
gern aufwerten.

Dr. Wolfgang John hilt ein kleines weifSes
Objekt in Form einer Glithlampe in der
Hand. Dann verbindet er ein Kabel mit einer
9-V-Blockbatterie, und die ,,Glithlampe® beginnt
zu leuchten - aber nicht wie gewohnt aus dem
Inneren eines Glasdoms, sondern durch aufien

Verguss

aufgesetzte LEDs. Er zeigt einen der ersten
Demonstratoren einer auflergew6hnlichen
Funktionsbeschichtung: Mit dem LDS-Pul-
verlack lassen sich metallische Grundkorper
selektiv mit Leiterbahnen versehen.

Beim LDS-Verfahren (Laser-Direkstruk-
turieren) wird normalerweise ein Bauteil aus
einem LDS-dotierten Kunststoff hergestellt.
Der Laser legt die Leiterbahnstrukturen auf
der Oberfliche an: Er erzeugt eine mikroraue
Oberfliche und aktiviert das Addititv. In einem
anschlieflenden stromlosen Metallisierungsbad
bilden sich auf den so erzeugten Strukturen
zunéchst Kupferschichten, die spiter durch
Nickel und Gold veredelt werden konnen. Die
LDS-Pulverbeschichtung bietet sich hingegen

auf metallischen Oberflichen wie Stahl oder
Aluminium an. Der Pulverauftrag erfolgt in
einem elektrostatischen Verfahren und wird
durch einen Einbrennprozess abgeschlossen.
Dabei lassen sich beliebige Farben anlegen, der
abgebildete Probekorper ist mit einem hoch-
weiflen Lack beschichtet. Die so behandelten
metallischen Korper lassen sich genauso wie
Kunststoffbauteile mit dem Laser strukturie-
ren und anschliefend metallisieren. Durch
den gleichméfligen Schichtaufbau erzielt das
Verfahren eine sichere Isolation der oberflich-
lichen Leiterbahnen gegen den Grundkérper.

» LPKF Laser & Electronics AG

www.Ipkf.de

unter Vakuum

- Absolut blasenfrei fur
hervorragende
Hochspannungs- und
Isolierfestigkeit

- Fullen und Trénken von
elektronischen Bauteilen,
z. B. Wickelgdter,
Sensoren und vieles mehr

- Verarbeitung von

sensiblen Materialien,
die z. B. mit Feuchtigkeit
reagieren

www.scheugenpflug.de
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Hoch warmeleitende Grafitfolien

POOOO

e vl gl

pogegel

Kleine Wirmeeintragsfla-
chen oder transiente Wirme-
eintrage benotigen insbesondere
bei freier Konvektion ein durch-
dachtes Entwiarmungskonzept.
Zur effizienten Entwidrmung der
elektronischen Bauteile muss
die dort entstehende Wiarme
schnell, z.B. durch einen Kiihl-
korper, aufgenommen und an
die Umgebung abgeleitet wer-
den. Hierbei spielt die wiarme-
technische Kontaktierung der
Bauteile auf der Warmesenke
eine entscheidende Rolle.

Fischer Elektronik erweitert
ab sofort sein Produktportfolio
um hoch wirmeleitende Gra-
fitfolien der Serie WLFG, wel-
che zu diesem Zweck und auch

zur Wirmespreizung, ausge-
zeichnete Losungsansitze lie-
fern. Die neuartigen Wirme-
leitfolien bestehen aus einem
hochverdichtetem Naturgrafit
mit einem Einsatztemperatur-
bereich von -40 bis +500 °C. Die
Anisotropie des Basismaterials
ermoglicht eine sehr gute War-
meleitfahigkeit in X-, Y- und
Z-Richtung.

Verschiedenartige Ausfiih-
rungen sind in den Material-
starken von 0,15 bis 0,25 mm
mit einer einseitig aufgebrachten
Haftbeschichtung zur besseren
Fixierung erhiltlich. Standard-
miflig wird die Lieferform als
Meterware angeboten, allerdings

oE

Neuentwicklung im Bereich IMS Boards

Speziell auf die Anforde-
rung von Hochleistungs-
LEDs zugeschnitten, bietet die
Firma Rinde IMS Boards mit
Kupferleiterplatten. Hierbei
sind die Thermalpads direkt
an das Basismetall ange-
schlossen. Die warmeableiten-
den Pads sind nun Bestand-
teil des Cu-Basismaterials.
Der maximale thermische
Leitwert von 450 W/mK ist
bei dieser Leiterplatte mog-

besteht des Weiteren die Mog-
lichkeit, in der hauseigenen Foli-
enstanzerei kundenspezifische

Konturen und Ausstanzungen

nach Zeichnung herzustellen.

» Fischerelektronik
info@fischerelektronik.de
www.fischerelektronik.de

lich, da die Warmeableitung
nicht mehr durch die Isola-
tion von Prepreg oder Kle-
ber behindert wird. Kunden
haben bei Rinde nun die Wahl
zwischen Alukernleiterplat-
ten oder Kupferkernleiter-
platten zur besseren Wiar-
meableitung.

» Rinde Regeltechnik GmbH
www.rinde.de

B Nutzentrennen

B Transportlésungen
B Testautomatisierung M Test
® Markieren

B Sonderbestlickung B Einpresstechnik
B Prozessintegration

B Feeder

YOUR FACTORY AUTOMATION PARTNER WORLDWIDE

B Prozess-Software



Grof3e Bestiickflachen
immer mehr gefragt

Der placeALL 610XL mit
dem grofiten Bestiickraum
der 610er Reihe erlangt immer
grofiere Beliebtheit. Insbeson-
dere der Trend zur grof3fla-
chigen Bestiickung von SMD-
LEDs sorgt fiir eine wachsende
Nachfrage nach Automaten zur
Bestiickung grofer Leiterplat-
ten. Mit einer Bestiickungsfla-
che von bis zu 1.020 x 770 mm
wird der placeALL 610XL die-
sen Anforderungen bestens

T L

Der Bestiickungsautomat
BA 385V1-V wurde 270 mal
weltweit verkauft - und wurde

gerecht. Die grofle Bestiick-
fliche ermoglicht es nicht nur,
grofle Leiterplatten zu verar-
beiten, sondern bietet aufler-
dem gentigend Flache, um meh-
rere Tray-Aufnahmen fiir z.B.
BGA-Bauteile unterzubringen.
Neben der grofien Bestiickfla-
che stellt der placeALL 610XL
eine grofle Anzahl an Zufiih-
rungspositionen bereit. Es ist
méglich, den Automaten neben
den Trays mit bis zu 346 ver-

jetzt von der Autotronik-SMT
GmbH weiter verbessert. Der
Automat ist jetzt in den XY-
Antrieben mit modernsten
neuen Servomotoren ausge-
stattet; damit erhoht sich die
Bestiickleistung auf 4.000
Bauteile pro Stunde.

Diese Maschine ist beson-
ders fiir hochgenaue Bestii-
ckungen von Prototypen bis
mittleren Losgroflen entwi-
ckelt. Kugelgewindetriebe in
Verbindung mit dem beriih-
rungslosen Linear-Enco-
der-System garantieren dem
Anwender eine prazise Wie-
derholgenauigkeit.

Das volloptische Zentrier-
system Cognex gewahrleistet

Leiterplattenbestiickung essssssss—————

schiedenen automatischen
Zufiihrpositionen auszustat-
ten. Der placeALL 610XL mit
seiner groflen Tiefe erlaubt
allerdings auch die Integration
eines Inline-Systems im vorde-
ren Bereich der Maschine. Hier
kénnen immer noch 262 auto-
matische Zufiihrpositionen und
Platz fiir mehrere Trays genutzt
werden. Die Firma Fritsch ist
bekannt fiir ihr flexibles und
hochgenaues Equipment fiir
die automatische Fertigung
von SMDs.

» Fritsch GmbH
Bestiickungs- und
Montagesysteme
info @fritsch-smt.com
www.fritsch-smt.com

eine Bildverarbeitung direkt
am Bestiickkopf ,,Vision on
the Fly“. Das Cognex-Zen-
triersystem sichert das pra-
zise Platzieren von SMDs,
wie 0201, SOIC, PLCC, CSP,
uBGA, BGA & QFP, sowie
Odd-Form-Bauteilen.
Zusatzlich ist eine sta-
tiondre ,Bottom-Vision®-
Kamera verfiigbar, die Bau-
teile von 14 x 16 bis 100 x
150 mm vermisst. Auch das
Platzieren von 01005 Bautei-
len mithilfe der Vermessung
einer optionalen stationdren
Kamera ist moglich.

» Autotronik-SMT GmbH
www.autotronik.de
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FRITSCH

COMPLETE AND FLEXIBLE SMT SOLUTIONS

Bestiuckautomat

placeALL®
610

Prazise
Flexibel
Leistungsstark

Fritsch GmbH

D-92280 Kastl-Utzenhofen
Tel. +49 (0) 96 25/92 10-0
info@fritsch-smt.com
www. fritsch-smt.com
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Lithium-lonen-Akku-Lotgerat ST-80

Das neue ST-80 Lithium-lonen-Akku-Létgerdt
nutzt die Vorteile moderner Akku-Technik, die den
mobilen Einsatz tiberall dort erméglicht, wo ohne
Stromversorgung gelétet werden muss.

Das Lotgerat ist ein aus-
dauernder Begleiter und fir
Lotungen in der Elektronik,
Elektrotechnik oder Feinmecha-
nik ausgelegt. Ideal also fiir Ser-
vice-Techniker, aber auch fiir den
Einsatz in vielen Anwendungs-
bereichen z.B. im Kfz-Bereich,
Modellbau oder im DIY-Bereich.

Das ST-80 besticht durch seine
schnelle Inbetriebnahme und
kurze Autheizzeit. Trotzdem
bietet es eine lange Arbeitszeit,
die es deutlich von bisher verfiig-
baren Batterielotgerdten unter-
scheidet. Das Lotgerit heizt nur
solange, wie der On/ Off-Schal-
ter gedriickt ist. Dies erh6ht zum
einen die Sicherheit, da das Gerat
automatisch abschaltet. Zum
anderen wird unnotiges Heizen
vermieden, was die Arbeitszeit
verldngert und die Lebensdauer
der Lotspitze erhoht. Die sehr
kurze Aufheizzeit ermoglicht
trotzdem ein ziigiges Arbeiten.

Das Geridt ist mit einer
gesteckten Lotspitze ausgestat-

tet. Somit kann diese im Bedarfs-
fall schnell gegen eine neue oder
gegen eine mit anderer Spitzform
ausgetauscht werden.

Uber ein beiliegendes Netz-
ladegerit ist es schnell wieder
aufgeladen. Auflerdem ver-
zeiht die Lithium-Ionen-Tech-
nik auch das nicht ganz voll-
staindige Laden, wenn es ein-
mal besonders schnell gehen
muss. Der Ladezustand wird
durch eine LED am Ladegerét
angezeigt.

Mit einem speziellen Adapter-
kabel lasst sich das ST-80 tiber
eine USB-Schnittstelle (PC) oder
einen externen Powerpack auf-
laden. Somit erreicht man eine
erweiterte Mobilitdt, unabhan-
gig von einem Netzanschluss,
von Batterien oder anderen spe-
ziellen Hilfsstoffen wie z.B. bei
Gaslotgeraten.

» STANNOL GmbH
info@stannol.de
www.stannol.de

ST-80

LITHIUM-IONEN |
AKKU-LOTGERAT

Temperaturiiberwachungslosungen fiir die Industrie

Wiederholbare Ergebnisse beim
Selektivloten

Datapags kostengiinstige Losung tiber-
wacht die Vorheizphase ebenso wie die
Wellenl6tphase und generiert detail-
lierte Temperaturprofile, die es Anwen-
dern erméglichen, die Leistung verschie-
dener Maschinen zu vergleichen, Parame-
ter bei Bedarf anzupassen und die Riist-
zeit fiir neue Chargen deutlich zu redu-

zieren. Das System ist klein und leicht
genug, um gemeinsam mit den Leiter-
platten den Prozess zu durchlaufen. Es
besteht aus einem Q18-Datenlogger und
einem PA2200A-Board mit zwei Thermo-
elementen fiir die Vorheizphase und drei
Thermoelementen fiir die Wellenlotphase.
Die verstellbaren Wellenl6tsonden eig-
nen sich zur Uberwachung der Lotbad-
temperatur sowie der Verweilzeit in der
Welle (Kontaktzeit).

Temperaturiiberwachung fiirs
Dampfphasenloten

Datapaq hat eine speziell angepasste
Temperaturiiberwachungslosung fiir das
Dampfphasenléten entwickelt. Diese effek-
tive Fertigungstechnologie fiir kleine char-
gen erfordert Qualititssicherungsmafi-
nahmen ohne Einschrinkungen durch
nachlaufende Sensorkabel. Der Datenlog-

ger DQ1862 und der Hitzeschutzbehal-
ter sind daher fiir den Einsatz direkt im
Prozess konzipiert. Beide konnen gemein-
sam mit SMD-Baugruppen in einem Tra-
gergestellt platziert werden. Der Logger
erstellt ein detailliertes Temperaturprofil
des gesamten Prozesses. Die Software er-
moglicht eine differenzierte Auswertung.

» Datapaq
www.datapaq.com

V.
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Neue Hightech-LED-Lampen

Delo erweitert die Lampenfa-
milie um zwei neue LED-Aus-
hirtungslampen: den rechte-
ckigen Flachenstrahler Delolux
202/400 und den Punktlicht-
strahler Delolux 50 x4.

Die LED-Aushértungslampe
basiert auf der im Markt bereits
erfolgreich eingesetzten Delolux
20/400 und somit auf einem im
praktischen Einsatz bewéhrten
System. Die innovative Optik
von 202/400 erzeugt bei Intensi-
taten von mehr als 200 mW/cm?
ein duferst homogenes Belich-
tungsfeld, eine wesentliche
Voraussetzung fiir eine pro-
zesssichere Klebstoffaushartung.

4

Delolux 202/400 ist mit einer
Breite der Lichtaustrittsfliche
von 48,1 mm besonders fiir die
Verklebung von kleineren Tei-
len in linearen Produktions-
anlagen geeignet. Einsatzbe-
reiche sind beispielsweise Ver-
klebungen von Minilautspre-
chern oder kleinen Schaltern.
Aufgrund ihrer kompakten Bau-
form lésst sich die 202/400 sehr
gut in Produktionsanlagen mit
begrenzten Platzverhéltnissen
integrieren. Die doppelte Lange
der Lichtaustrittsflache erlaubt
eine zuverlassige Klebstoffaus-
hértung auch bei hohen Band-
geschwindigkeiten. Selbstver-
standlich lassen sich die Lam-

penképfe sowohl in X- als auch
in Y-Richtung nahtlos aneinan-
derreihen, wodurch verschie-
denste Belichtungsgeometrien
erzeugt werden koénnen. Der
neue Lampenkopf kann natiir-
lich uneingeschrénkt mit dem
bestehenden Vorschaltgerit
betrieben werden.

Der Punktlichtstrahler bie-
tet durch seine vier LEDs im
Lampenkopf bei einem mini-
mal grofleren Kopfdurchmesser
von 15 mm eine deutlich gestei-
gerte Belichtungsflache sowie
eine noch hohere Intensitét im
Vergleich zu den bestehenden
Lampenkdpfen. Die LEDs befin-
den sich dabei direkt im Lam-

penkopf und werden iiber einen
flexiblen Powerguide mit Ener-
gie versorgt. Aufgrund innova-
tiver Optik wird die Lichtlei-
stung optimal zur eflizienten
Klebstoffaushartung genutzt.
Der Kunde kann bis zu vier
Powerguides an das Basisge-
rit anschliefen und somit fle-
xible Belichtungssysteme auf-
bauen. Powerguides mit Lingen
von bis zu 10 m bieten zusatz-
liche Flexibilitét bei z.B. schwer
zugédnglichen Anwendungen.
Zudem lassen sich diese Képfe
problemlos an die bestehenden
Basisgerite anschliefSen.
Delolux 50 x4 kann {iberall
dort eingesetzt werden, wo es
auf schnelle Aushartung auf
kleinen Flichen ankommt, wie
z.B. Verklebungen von Linsen
oder Fixierungen von Ferriten
in Magnetspulen. Die neue Aus-
hartungslampe ist mit zwei Vor-
schaltlinsen, die auf den jewei-
ligen Lampenkopf aufgeschraubt
werden konnen, mit Spotdurch-
messern von 5 und 10 mm im
Fokusbereich, erhiltlich.

» Delo
Industrie Klebstoffe
www.delo.de

Warmeleitender Kleber erreicht handfeste Verbindung nach vier Minuten

Mit Hernon 746 fithrt SEPA einen wirmeleitfihigen Kle-
ber im Zubehorprogramm, der zusammen mit dem Aktivator
EF37173 eine handfeste Verbindung bereits nach vier Minuten
erzeugt. Fiir die Verbindung von Bauteilen und Komponenten
ist dabei kein Mischen von Kleber und Aktivator erforderlich.
Es geniigt das Aufbringen einer kleinen Menge des Klebers auf

einer der zu verklebenden Flichen und das Einstreichen der
anderen Klebfliche mit dem Aktivator. Ihre vollstindige Aus-
hartung erreicht die Verbindung, deren Korrektur innerhalb von
15 bis 30 s moglich ist, innerhalb von 24 h bei Raumtemperatur.

Der Zweikomponentenkleber befestigt Kithlkorper auf Kom-
ponenten und Bauteilen, lisst letztere auch sicher an vertikalen
Kiihlflichen oder metallischen Gehauseflichen und Seiten-
wianden haften. Typische Anwendungen sind das Kleben von
Transformatoren, Transistoren, Mikroprozessoren und ande-
ren wirmeabgebenden Komponenten, wie LED-Chips auf Lei-
terplatten oder Kiihler. Die thermische Leitfidhigkeit der Ver-
bindung bleibt selbst bei einer dauerhaften Anwendung bei Be-
triebstemperaturen zwischen -55 und +150 °C erhalten. Auch
die technischen Eigenschaften, wie die Scherfestigkeit von
5,5 N/mm?, die Zugfestigkeit von 15,2 N/mm? und der War-
meausdehnungskoefhizient von 110 ppm/K bleiben bestehen.

Hernon 746 besitzt eine Lagerfahigkeit von mindestens drei
Jahren bei einer Lagertemperatur von 22 °C und ist in Tuben
mit 4, 10 und 25 ml erhéltlich. Der Aktivator EF37173 ist im 10-
oder 52-ml-Flaschchen mit Pinselverschluss verfiigbar.

» SEPA Europe GmbH, info@sepa-europe.com, www.sepa-europe.com
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Eine vielseitige Dosieroption

Die LVLP-Spriithbeschich-
tung (Low Volume Low Pres-
sure) ist eine ideale Art, um viele
Montagefliissigkeiten aufzutra-
gen. Durch das Auftragen einer
gleichméfligen Materialschicht
genau dort, wo sie bendtigt wird,
kann LVLP-Spray Herstellern
dabei helfen, die Konsistenz zu
verbessern, Ausfallzeiten zu ver-
ringern und Abfall und Reini-
gungsaufwand zu minimieren.
LVLP-Beschichtungssysteme
bestehen aus einem Prazisions-
Sprithventil, einer Mikroprozes-
sor-Ventilsteuerung und einem
Fliissigkeits-Druckbehalter. Das
Sprithventil ist ein druckluftge-
steuertes Nadelventil mit zwei

Drucklufteingangen - einer fiir
den Ventilbetrieb und einer fiir
die Flussigkeitszerstdubung.
LVLP-Spriithventile haben eine
niedrige Fliissigkeitsdurchfluss-
rate, es ist also nur sehr nied-
rige Druckluft erforderlich, um
einen weichen Materialstrahl zu
erzeugen. Durch Wechseln von
Diise und Luftkappe kann eine
Vielzahl von Sprithmustern pro-
duziert werden. Es sind mehrere
Ventilkonfigurationen verfiigbar,
um sowohl allgemeine als auch
spezifische Anwendungserfor-
dernisse zu erfiillen:

Standard-LVLP-Spriihventile
im Allzweckdesign, MicroSpray-
Ventile mit Einweg-Dosierna-
deln, aseptische Spriihventile
fir sterile Flussigkeitsapplika-
tionen, Radial-Spriithventile fiir
Innenseiten und LVLP-Mar-
kiersysteme zur Verwendung
stark pigmentierter Markier-
flisssigkeiten.

» Nordson Deutschland
GmbH
info.de @nordsonefd.com
www.nordsonefd.com
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Jetting-Technologie der nachsten Generation

Zusitzlich zu zahlreichen
ausgereiften Funktionen
und innovativen Merkmalen
fritherer Jetsysteme von Nord-
son Asymtek bietet das NexJet
System die langlebige, eintei-
lige Genius-Jetkartusche, die
das NexJet System zu einem
ausgekliigelten, aber dennoch
erschwinglichen und leicht zu
bedienenden System macht.

Die Genius-Jetkartusche
kann in wenigen Schritten
schnell und einfach zur Rei-
nigung entfernt werden, ohne
dass hierzu Werkzeug beno-
tigt wird oder Kleinteile ange-
fasst werden miissen.

Sie besitzt einen inte-
grierten Speicher fiir Typ und
Nutzungsdaten. Ein optio-
naler RFID-Transceiver im
Dispenssystem kommuni-
ziert mit der Jetkartusche, um
sicherzustellen, dass der rich-
tige Typ installiert ist. Diese
Intelligenz sorgt fiir eine hohe
Dosierqualitit und eine kon-
stant hohe Produktivitt.

Die ausgereifte Technolo-
gie beinhaltet einen prizisen,
mittels Software geregelten
Jetting-Prozess. Diese zusitz-
liche Regelung hilft, das Pro-
zessfenster zu vergrofiern, um
stabile und reproduzierbare
Ergebnisse sowie eine hohe
Produktivitdt zu erzielen.

» Nordson Asymtek
www.nordson.com

Automatische und selektive Schutzlackierung

Der neue Filmcoater SC-280 ermdglicht préazisere und repro-
duzierbarere Beschichtungen. Auflerdem wird durch das neue
Design die Einrichtung wesentlich erleichtert, und die lau-

fenden Betriebskosten werden
sich diverse Vorteile:

- Bessere Beschichtungsergebnisse
Die neue CrossCut-Diise ver

deutlich reduziert. Es ergeben

fiigt tiber ein reduziertes Volu-

men und erméglicht in Verbindung mit wesentlich schnel-

- Einfache Einrichtung und

Ausrichtung der Diise ohne

leren Schaltzyklen einen pra-
ziseren Anfang und ein prézi-
seres Ende der Beschichtung.

Wartung

Durch die vereinfachte
Mikrometereinstellung ent-
tallt ein zusétzlicher Eingriff
des Bedieners in den Prozess.
Eine neuartige Diisenverriege-
lung ermoglicht die korrekte

zusdtzliche Einstellungen. Das
bedeutet reduzierte Betriebs-
kosten, da Kugel und Sitz des
Beschichtungsventils unab-
hingig voneinander gewech-
selt werden kénnen sowie ver-

lingerte Serviceintervalle und léngere Lebensdauer der Dich-
tungen. Die Materialfithrung aus Edelstahlist ist kompatibel
zu allen gebréauchlichen Beschichtungsstoffen.

» Nordson Asymtek
www.nordson.com
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Innovative Systemlosungen
fur Lean-Manufacturing-Projekte
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Die termingerechte Produk-
tion von Qualititsprodukten zu
niedrigsten Kosten mit grofi-
ter Effizienz - darum geht es
bei Lean Manufacturing, einer
Produktionsweise, die von der
Mehrheit der Hersteller ange-
strebt wird. Daher war es nicht
tiberraschend, dass der Messe-

stand der Rampf-Gruppe auf der
MECSPE 2013 stark frequentiert
wurde. Denn mit RAKU-PUR
Speed, dem 2-K-Polymer von
Rampf GiefSharze, und der kom-
pakten Roboterzelle DC-RS250
von Rampf Dosiertechnik, stellte
das Unternehmen zusammen
mit dem italienischen Partner

Cabel+ eine innovative System-
l6sung fiir die schlanke Pro-
duktion vor.

Die neue kompakte Roboter-
zelle verbindet schnelle Verarbei-
tung, hohe Flexibilitit und die
Fahigkeit, fast jeder Platzvorgabe
gerecht zu werden. Ausgestattet
mit dem neusten KUKA-Roboter

Dosiertechnik cssssssssseEESEEEEE————

im Kleinrobotersegment, dem
KR Agilus, bietet die Zelle volle
Funktionalitit fiir Bauteile bis
zu einer Grofie von 200 x 250 x
80 mm. Auch die Verarbeitung
hochabrasiver Materialien, wie
zum Beispiel Warmeleitpasten,
gestaltet sich miihelos.

Auf der MECSPE 2013 verar-
beitete die DC-RS250 live vor
Ort das 2-K-Material RAKU-
PUR 31-3131. RAKU-PUR
Speed ist nach nur 150 s kleb-
frei. Schnelligkeit und Platzer-
sparnis machen diese Produkte
ideal fiir Lean-Manufacturing-
Konzepte: Die Integration dieser
Systeme macht Produktionsbe-
reiche frei, da die Erzeugnisse
bereits nach einer Bandstrecke
von nur zwei bis drei Metern
verpackungsbereit sind.

Zusitzlich prasentierte Rampf
sein allumfassendes Produkt-
portfolio von Misch- und
Dosieranlagen und vielseitigen
Polymeren sowie Maschinen-
betten aus Mineralguss von
Epucret-Mineralgusstechnik.

» Rampf Gruppe
www.rampf-gruppe.de

Multi-Components und GPD Global arbeiten zusammen

i =4 e

Die Multi-Components
GmbH tibernahm ab dem Marz
2013 die Distribution von Dis-

pensersystemen des amerika-
nischen Herstellers GPD Glo-
bal in Deutschland und ist
in bewdhrter Weise auch fur
Applikation, Installation, Ser-
vice und Marketing verant-
wortlich. GPD (General Pro-
duktion Devices) wurde 1974
in Toronto Kanada gegriin-
det als Hersteller von Bauteil-
formsystemen fiir THT. Nach
der Ubername durch amerika-
nische Investoren und Umzug
nach Grand Junction im Jahr
1988 wurde das Sortiment um
Bauteilvorbereitung, Verzin-
nen von Anschliissen, Leiter-
platten-Reinigungsanlagen,
Abzugstester und Dosiersys-
teme erweitert. Die auf Basis
neusten Technologien entwi-
ckelte Dispenssysteme konnen

inline und standalone betrie-
ben werden, umfassen Anla-
gen fiir beheizte und unbe-
heizte Anwendungen sind mit-
tels der vier innovativen Pum-
pensysteme fiir nahezu alle
Fliissigkeiten (SM A, Lotpasten,
Flip Chip Underfill, Glob Top,
Potting, LED-Verguss) zum
volumetrischen Dosieren ver-
wendbar. Mit dieser Produkt-
reihe, die sich perfekt in das
bereits vorhandene Portfolio
eingliedert, kann Multi-Com-
ponents den Partnern in der
Elektronikfertigung auch fiir
Dosieraufgaben das jeweils pas-
sende System fiir jede Appli-
kation anbieten.

> www.multi-components.de
www.gpd-global.com
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Beschichtungstechnik cssssssssssssssssss—————

Die Zukunft der Elektronenstrahlhartung

Méglichkeiten und Vorteile fiir gehdirtete Beschichtungen

Die ersten Experimente mit
Elektronenstrahlen reichen
zurtick bis in die 1920er Jahre in
den USA. Doch die ersten Ver-
suche, Lacke mit Elektronen-
strahlhdrtung (ESH) zu trock-
nen, wurden erst im Jahr 1960
durchgefiithrt. Das Funktions-
prinzip der ESH besteht darin,
dass ein Elektronenbiindel in
einer Beschichtung eine Ver-
netzung induziert, die mit einer
radikalischen Polymerisation
verbunden ist, wie sie aus der
organischen Chemie bekannt
ist. Diese Vernetzung ist nur
moglich, wenn der Lack Dop-
pelbindungen, beispielsweise in

-

David Helsby, Prdsident von
RadTech Europe
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Form von Athylen-, Propylen-,
Vinyl- oder Acrylgruppen, ent-
hilt. Die letzteren werden auf-
grund der Kombination mehre-
rer vorteilhafter Eigenschaften
bevorzugt.

Elektronenbeschleunigung im
elektrischen Feld

Die Elektronen werden
erzeugt, indem ein elektrischer
Strom durch einen Wolf-
ramdraht geleitet und dann
im Vakuum in einem elek-
trischen Feld beschleunigt
wird. Die Elektronen verlas-
sen den Beschleuniger durch
ein Fenster aus Titanfolie, das
fur die Elektronen durchlis-
sig ist. Dieses Verfahren bietet
sich hauptséchlich fir flache
Produkte an, obwohl das Elek-
tronenspektrum auch geeignet
ist, um eine gewisse Profilh6he
zu hirten.

Jetzt wird das mit Lack oder
Tinte beschichtete Produkt
unter dem Titanfenster hin-
durchgefiihrt, so dass der Elek-
tronenstrahl die Schicht hirten
kann. Hierzu wird eine Schutz-
gasatmosphire bendtigt, da
der vorhandene Sauerstoff zu
einer Reihe von ungewiinsch-
ten reaktiven Bindungen in der
Beschichtung fithren wiirde. Fiir
gewohnlich kommt reiner Stick-
stoff (mind. 99,98 %) mit einem

Sauerstoffanteil von weniger als
200 ppm zum Einsatz.

Dosierung und Energiedichte

Die Elektronenstrahlhidrtung
ist vor allem von der Dosis und
der Energiedichte der Elek-
tronen abhingig. Die Dosis
bezeichnet die Menge an Elek-
tronen, die auf die Beschichtung
auftreffen, und wird von der
Temperatur des Wolframdrahts
bzw. der Stromstérke und/oder
der Spannung bestimmt. Sie
definiert die Geschwindigkeit
bzw. den Grad der Vernetzung,
der in Verbindung mit einer
bestimmten Vorschubgeschwin-
digkeit erreicht werden kann.

Das angelegte elektrische
Hochspannungsfeld gibt die
Energie der Elektronen und
daher vor, wie tief diese in die zu
hirtende Beschichtung eindrin-
gen. Im Allgemeinen wird bei
Lacken und Tinten eine Span-
nung von 70 kV bis 300 kV ange-
wendet. Damit wird eine Ein-
dringtiefe von etwa 15 pm bis
500 pm erreicht, obwohl die-
ser Wert natiirlich auch von der
Dichte des Beschichtungsmate-
rials abhdngig ist. Hier kommt
es darauf an, diese Parameter
genau aufeinander abzustim-
men, denn eine zu niedrigere
Spannung hirtet nicht bis in
die vorgesehene Tiefe, wih-
rend bei einer zu hohen Span-
nung das Trdgermaterial unno-
tig beeinflusst werden konnte.
Neben dem unnétigen Energie-
verbrauch kann auch eine Ver-
farbung die Folge sein.

Geringer Energieverbrauch und
keine Abfallprodukte

Im Vergleich zu Pulver- und
Nasslacken bietet die Elektro-
nenstrahlhdrtung zahlreiche
Vorteile. Vor allem kommen
keine organischen oder son-
stigen Losungsmittel zum Ein-
satz, so dass dieses Verfahren
umweltfreundlich ist, da es
zudem kein Kohlendioxid an
die Atmosphére abgibt. Um die
Materialien fiir Beschichtungs-

prozesse verwenden zu konnen,
werden lediglich niedermoleku-
lare Polyethylenglucole (PEG),
Propylenglycolacryle (PGA)
oder andere multifunktionale
Verbindungen als ,Losungs-
mittel“ hinzugesetzt.

Ein weiterer Vorteil ist der
geringe Energieverbrauch. Wenn
man jetzt noch die Kithlung und
andere Prozesse in die Berech-
nung mit einbezieht, wird der
Vorsprung der ESH noch deut-
licher. Auch die CO,-Emissionen
sind um ein Vielfaches geringer.

Zudem laufen die Vernet-
zungsreaktionen bei der Elek-
tronenstrahlhdrtung schnell
und vollstindig ab. Eine hohe
Kratzfestigkeit, Chemikalien-
und Farbbestindigkeit sind wei-
tere Vorteile.

ESH-Umstieg und Anfangskosten

Die hohen Anfangskosten stel-
len eine wesentliche Hiirde fiir
den Umstieg auf die Elektronen-
strahlhdrtung dar. Diese sind
durch die benétigte Vakuum-
kammer, die Hochspannungs-
versorgung sowie die Schutzga-
satmosphire begriindet. Auf-
grund der beispiellos vorteil-
haften Eigenschaften der resul-
tierenden Beschichtung und
der Umweltfreundlichkeit wer-
den solche Fragestellungen, wie
der Energieverbrauch und das
Vermeiden von Abwasser und
Abgasen, in Zukunft jedoch
eine immer grofSere Rolle spie-
len. Das Verfahren ist einsatz-
bereit und RadTech Europe
sieht es als eine seiner vordring-
lichsten Aufgaben an, die Indus-
trie iiber die Qualitdt und den
Wert der Elektronenstrahlhar-
tung zu informieren. Eine wich-
tige Plattform, um dieses Ziel
zu erreichen, ist die alle zwei
Jahre ausgerichtete Konferenz
und Ausstellung von RadT-
ech Europe, die in diesem Jahr
vom 15. - 17. Oktober in Basel,
Schweiz, stattfindet.

» RadTech Europe

mail@radtech-europe.com
www.radtech-europe.com
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Femto bis Kurzpuls -
neue Prazision in der industriellen Produktion

Der StarFemto FX erlaubt eine bisher unerreichte Prdzision

Mit dem neuen StarFemto FX
von Rofin wird die kalte Mate-
rialbearbeitung einem rasant
wachsenden Anwendungs-
spektrum zuginglich. Der neue
Ultrakurzpuls-Laser komplet-

insbesondere dem modularen
Bearbeitungssystem MPS und
dem Feinschneidsystem Star-
Cut Tube, ein.

Der Einsatz von Ultrakurz-
puls-Lasern ist kein Selbstzweck.
Seiner Philosophie als ,,Open
Minded Consultant® folgend,
vergleicht Rofin fiir jede Applika-
tion die Vorziige und Einschran-
kungen der Piko- und Femtose-
kunden-Technologie aufs Neue
mit konventionellen Lasern.
Bereits seit mehr als acht Jahren
realisiert das Unternehmen in-
dustrielle Losungen mit Femto-
und Pikosekunden-Lasern. Wih-
rend dieser Zeit konnte, ausge-
hend von der Medizintechnik,
die Anwendungsbandbreite auf
eine Vielzahl anderer Branchen
ausgedehnt werden.

Hochprizise Werkzeuge zur
Materialbearbeitung fiir mini-
aturisierte Bauteile sind heute
gefragter denn je. Haufig jedoch
ist die Bearbeitung der winzigen
Teile aus Metallen, Keramiken
oder Polymeren schwierig und
mit einem hohen Risiko unge-
wollter Beschadigung verbunden.

Ultrakurzpulslaser schnei-
den, bohren und strukturieren

tiert Rofins Femto- bis Kurz- nahezujedes Material im Mikro-
pulslaser-Produktportfolio (Star- meterbereich ohne thermische

Femto FX, StarPico, PowerLine
Pico). Das Unternehmen setzt die

Schidigung, ohne Grat und ohne
Materialaufwurf. Dies ermog-

Strahlquellen in seinen markt- licht Designs, die bislang nicht
fithrenden Turnkey-Losungen, realisierbar waren, und redu-

Stegbreiten von 100 um beim Schneiden von bioresorbierbarem
Material
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ziert die notwendige Nachar-
beit auf ein absolutes Minimum.

Der neue StarFemto FX stellt
eine stabilisierte Pulsenergie
von bis zu 200 pJ und damit
eine Pulsspitzenleistung von
660 MW zur Verfugung. Die
Pulswiederholrate reicht vom
Einzelpuls bis zu 1 MHz. Mit
einer zwischen 300 fs bis 10 ps
einstellbaren Pulslange deckt
die Strahlquelle das komplette
Femto- und Pikosekundenre-
gime der industriellen Mate-
rialbearbeitung ab. Der Laser
arbeitet mit der Grundwellen-
lange von 1.030 nm und kann
optional zusitzlich frequenz-
verdoppelt und -verdreifacht
mit 515 und 343 nm betrieben
werden. Damit sind nahezu alle
Materialien bearbeitbar.

Mit StarFemto FX, StarPico,
PowerLine Pico und den X-Lase-
Produkten kann Rofin seinen
Kunden nicht nur ein kom-
plettes Spektrum an Ultrakurz-
puls-Strahlquellen und dazu pas-
senden Komplettlsungen anbie-
ten. Der Laserhersteller verfiigt
dariiber hinaus iiber einen ein-
zigartigen Erfahrungsschatz in
diesem Anwendungsfeld, den
er Uiber seine Support-Struktur
Kunden auf der ganzen Welt
zuginglich machen kann.

Ultrakurzpuls- und Kurzpuls-
Laser sind ideale Werkzeuge fiir
innovative Anwendungen in

Auch das Schneiden von sproden Materialien in beliebigen

Geometrien stellt kein Problem dar.
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Herkimmliche Materialbearbeitung mit 30% Uberlappung bei

1.500 mm/s und 30 kHz

der Elektronik, Halbleiterfer-
tigung, Mikro- und Nanome-
chanik, Medizintechnik und
einer Vielzahl weiterer Bran-
chen. Alle Laser sind fiir den
Dauerbetrieb in der industriel-
len Fertigung konzipiert.

Der luftgekiihlte Kurzpulslaser
PowerLine Pico ergénzt Rofins
bestehendes Produktportfolio
an Ultrakurzpulslasern (Star-
Femto FX und StarPico). Der
PowerLine Pico ist als Strahl-
quelle sowie in erweiterter Aus-
baustufe als Markierlaser erhalt-
lich. Mit einer Pulslange von 800
ps und einer maximalen Puls-
energie von 40 yJ ist der Power-
Line Pico fiir das Markieren
und Gravieren sowie das Diinn-
schichtabtragen und -struktu-

rieren pradestiniert. Die aufler-
ordentlich hohe, variable Puls-
frequenz von 200 bis 800 kHz
sorgt fiir schnelle Bearbeitungs-
verfahren und erlaubt maxima-
len Puls-zu-Puls-Uberlapp, etwa
beim Dunnfilmstrukturieren
von Solarzellen mit >95% bei
1.500 mm/s. Der neue Laser stellt
einen linear polarisierten und
kollimierten Laserstrahl in der
Grundwellenlédnge von 1.064 nm
zu Verfligung. Rofin bietet den
Laser dariiber hinaus frequenz-
verdoppelt und -verdreifacht mit
532 nm bzw. 355 nm an.
Verglichen mit Nanosekun-
den-Strahlquellen reduziert die
Pulslinge im Pikosekundenbe-
reich entscheidend die unge-
wollte, thermische Beeintrichti-

Materialbearbeitung mit Powerline Pico mit 97% Uberlapp bei

1.500 mm/s und 600 kHz

gung des umgebenden Materials.
Dies steigert die Abtragsqualitit,
reduziert die Oberflichenrau-
heiten und verbessert die Pra-
zision des selektiven Schichtab-
trags. Auch die thermische Ein-
dringtiefe bei abtragssensiblen
Prozessen, wie dem Markieren
von Silizium, lasst sich mit kiir-
zeren Pulsen deutlich verringern.
Die neue Strahlquelle erweist
sich als optimal fiir zahlreiche
Anwendungen, unter anderem
in der Siliziumwaferproduktion,
Medizintechnik und Mikroma-
terialbearbeitung.

Der PowerLine Pico ist dank
All-in-One-Design fiir die Inte-
gration in kundenspezifische
Anlagen bestens geeignet. Uber
die Schnittstellen TCP/IP, USB

sowie RS-422 ist der Laser
schnell und einfach zu bedie-
nen. Die eingesetzte Faserlaser-
technik sorgt in Verbindung mit
Single-Emitter-Diodentechno-
logie fiir einen hohen Gesamt-
wirkungsgrad.

Rofins neuer PowerLine Pico
bietet hervorragende Bearbei-
tungsqualitdt und Prézision zu
minimalen Wartungskosten.
Damit stellt er insbesondere
bei Applikationen an miniaturi-
sierten Bauteilen und empfind-
lichen Materialien eine vielver-
sprechende Losung dar.

» Rofin-Baasel Lasertech
www.rofin.de

Laser erzeugen Stufenschablonen

Eine interessante Meldung von den
LPKF-Verfahrensingenieuren: Mit einer
geeigneten Prozessfithrung lassen sich
mit den StencilLasern hochprazise Stu-
fen in Lotpasten-Stencils erzeugen.

Mit der zunehmenden Miniaturisierung
in der Elektronik steigen auch die Anfor-
derungen an die Lotverfahren: Sie miis-
sen die Elektronikbauteile sicher und elek-
trisch leitend mit der Leiterplatte verbin-
den. Im ersten Schritt wird Lotpaste auf
die Leiterplatte aufgebracht, darauf plat-
ziert man die Komponenten, und schlief3-
lich wird das ganze Bauteil in einem Wir-
mefeld fertiggestellt.

Die Lotpaste gelangt durch ein Sieb-
druckverfahren auf die Leiterplatte. Durch
eine Druckschablone - eine hauchdiinne
Edelstahlschablone (Stencil) die an der
Position der Lotpunkte prazise Locher
aufweist — drickt ein Rakel die Lotpa-

ste auf die Leiterplatte. Dabei kommt es
auf eine geeignete Kontur der Schneid-
l6cher und eine exakte Positionierung
an. Je nach Bauteil variiert die benoétigte
Lotpastenmenge.

Kritisch wird es bei kleinen ICs mit vie-
len Anschliissen: Der Raum zwischen den
Kontakten ist gering, entsprechend hoch
sind die Anforderung an Position und Lot-
pastenmenge. Zu viel Lotpaste fithrt fast
zwangslaufig zu Kurzschlissen. Aus die-
sem Grund werden Stencils eingesetzt, die

im Bereich der geringeren Lotpastenmen-
gen eine reduzierte Starke aufweisen. Ein

Beispiel: Bei einer tiblichen Stencilstarke

von 150 um reduziert sich die Starke mit

einer 110-pum-Stufe auflediglich 40 um -
in dieser Starke wird dann auch die Lot-
paste gedruckt.

Solche Stufen (Step down) wurden bis-
lang durch Atzverfahren oder Frisungen
vor dem Laserschneiden der Aperturen
angelegt. Stencil-Shops waren bislang auf
externe Anlieferung entsprechend vor-
strukturierter Stencils angewiesen.

Durch eine geschickte Kombination der
Verfahrensparameter konnen die LPKF-
StencilLaser solche Stufen jetzt direkt im
Schneidprozess erzeugen.

» LPKF
Laser & Electronics AG
www.lpkf.de
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Falschungssicherheit leicht gemacht

Produktpiraterie verursacht allein in Deutschland jéhrlich einen Schaden in Milliardenhéhe, so der
Markenverband. Besonders kritisch ist dies im Pharmabereich, wenn Medikamente gefdlscht werden und diese in
ihrer Wirkung zum Teil gesundheitsgefdhrdend oder sogar lebensbedrohlich sind.

Der MicroSpy ist ein 6konomisches Oberfldchenmessgerdit mit sehr gutem

Preis-Leistungsverhdltnis

4

Deshalb suchen Hersteller nach Méglich-
keiten, ihre Originalprodukte so zu kenn-
zeichnen, dass die Marke und die Verbrau-
cher geschiitzt sind.

Verpackung mit Nanostrukturen

Dabei kommt den Verpackungen eine
zentrale Funktion zu. Deren Oberflichen-

36

gestaltung im Mikro- oder Nanometerbe-
reich erweist sich als eine sehr interessante
ausbaufihige Option zur Falschungssicher-
heit, die weitere Vorteile bietet.

Namhafte IT-Unternehmen setzen bei-
spielsweise Signaturen durch Nanostruk-
turen ein, um die Konsumenten vor den Pla-
giaten zu schiitzen. Die winzigen farbigen

Markierungen werden in einem Druckver-
fahren aufgebracht und lassen sich physi-
kalisch nicht kopieren.

Generell konnen Oberflichen durch
gezielte Gestaltung und Strukturierung
im Mikro- und Nanometerbereich mit
bestimmten optischen, mechanischen,
elektrischen oder auch chemischen Eigen-
schaften versehen werden. Damit ist man
in der Lage, Reflexionen, Leitfahigkeit oder
Haftung zu erreichen, ebenso wie ein Ori-
ginal von einer Nachahmung anhand die-
ser Merkmale oder einer speziellen Signa-
tur zu unterscheiden.

Notig sind dafiir - sowohl wéihrend der
Produktion als auch bei der Kontrolle - ent-
sprechende Oberflichen-Messgerite. Da
diese schon ldnger und in vielen Branchen
in den Bereichen F&E sowie der Qualitats-
sicherung eingesetzt werden, ist der Schritt
zur Filschungssicherheit nur ein kleiner.
Die dokumentierten Ergebnisse und die
damit mogliche und eindeutige Identifika-
tion lassen sich auch fiir ein gezieltes Vorge-
hen gegen Plagiatoren verwenden - Stich-
wort Haftungsschutz.

Spezielle Anforderungen durch eine groe
Bandbreite an Messparametern

Die besondere Herausforderung an Ober-
flichen-Messgerite ist die Vielfalt der zu
messenden Parameter. AufSerdem benéti-
gen die meisten Verwender eine Automati-
sierung des Messvorgangs, um ihn ,,inline®
und als One-Button-Losung durchfithren
zu konnen. Hiufig kommen individuelle
Anpassungen vor Ort dazu, wenn sich Mate-
rialien oder Produktionsvorgénge dndern.
Auch die unterschiedlichen Veredlungsva-
rianten der Verpackungsindustrie, wie z.B.
Mikrostanzungen- und Pragungen oder
Kaltfolientransfer, verlangen nach einem
vielseitigen Messgerat. Das ideale Oberfla-
chen-Messgerit bietet mehrere Messverfah-
ren in einem System, arbeitet zerstorungs-
frei, um die sensiblen Materialien nicht zu
beschéddigen, und mit einer hohen Zuverlas-
sigkeit. Dann kénnen die Messwerte helfen,
die Qualitit zu sichern und Filschungen
zu offenbaren.

Der richtige Schutz

Neben der Pharmaindustrie setzen Bran-
chen wie Kosmetik oder Software auf Ober-
flichenmerkmale, um ihre Produkte zu
kennzeichnen. Das eigentliche Produkt, die
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3D-Profil

y

Blister fiir Medikamente oder Kosmetika
und die Umverpackung (Faltschachtel) kon-
nen fiir das Applizieren eindeutiger Merk-
male genutzt werden. Die Félscher verwen-
den die meiste Energie auf die Auflenverpa-
ckung, damit der Konsument ohne Skep-
sis zugreift. Deshalb ist es extrem wichtig,
diese sogenannten Sekundarpackmittel
manipulationssicher zu gestalten.

Dies fangt mit einem hochwertigen Druck-
verfahren an. Die Kartonoberflachen kon-
nen mit kleinen Kratern versehen werden,
damit ein optimaler Farbauftrag moglich
ist. Die Tiefe und Durchmesser der Krater
werden mit optischen Oberflichen-Mess-
geriten kontrolliert, damit sie den Anfor-
derungsparametern entsprechen. Ahnlich
wie beim Werkzeug- und Formenbau wer-
den die Produktionsmittel, die Walze, und
das Produkt, die Verpackung, regelmaflig
vermessen. Vor allem die Druckwalze darf
nicht den kleinsten Kratzer haben. Auch
das recht junge Verfahren des Kaltfolien-
transfers gibt Unternehmen Moglichkeiten,
allein tiber die Verpackungsgestaltung die
Falschungssicherheit zu erhéhen.

Unsichtbare Tinten und Etiketten

Auf den Verpackungen kommen aufler-
dem spezielle Etiketten, unsichtbare Tin-
ten oder Hologramme zu Einsatz. Hierbei
sind optische Oberflichen-Messgerite in der
Lage, die Hohe des Farbauftrags bei diesen
speziellen Siebdrucken zu messen. In der
Tabakindustrie ist dieses Produktionsver-
fahren gang und gibe. Auch die Walzen-
strukturen fiir die Bedruckung von Papier
oder Kartonagen werden mittels optischer
Messgerite gepriift, die unsichtbaren Tin-
ten werden mit speziellen Sensoren erkannt.

Die Verpackungsindustrie nutzt optische
Oberflichenmessung auflerdem, um die
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Effizienz des Produktionsprozesses zu iiber-
wachen. So wird bei Lebensmittelverpa-
ckungen beispielsweise die Dicke des Kalt-
klebers gemessen — der gewiinschte Wert
ist ein Grat zwischen Haltbarkeit und idea-
lem Materialeinsatz. Ahnlich ist die Auf-
gabe bei der Verklebung von Zigaretten.
Die Drucknépfchen in den Walzen beim
Beleimen des Zigarettenwickelpapiers wer-
den mittels optischer Sensoren kontrolliert.

Sicherung exakter Ergebnisse

Durch quantitativ bewertbare Mes-
sungen der Strukturen auf Werkzeugen
und Druckwalzen kénnen Abstand, Stufen-
hohe, Winkel, Rauheit, Kontur, Schichtdi-
cke und Topografie von Oberflichen analy-
siert werden. Sie liefern prizise Hohedaten,
mit denen sich 3D-Profile erstellen lassen.
So kann ein einheitlicher Standard auch fiir

mehrere Produktionsstétten festgelegt und
weltweit ein Félschungsschutz gewihrlei-
stet werden. Da die State-of-the-Art-Mess-
gerite mit verschiedenen Sensoren aus-
gestattet sind, konnen sie Ergebnisse auf
nahezu allen Oberflichen - transparente
oder reflektierende - sichern.

Ein grofler Vorteil der optischen Ober-
flichen-Messgerite ist, dass sie wegen der
schnellen Messungen vollstandig automa-
tisierbar sind und in den Produktionsab-
lauf integriert werden konnen. Hier gera-
ten bei einem bestimmten Durchlauf tak-
tile Verfahren an ihre Grenzen.

Als One-Button-Losung konzipiert, schlie-
Blen diese Gerite eine Einflussnahme auf
das Messergebnis durch die Mitarbeiter
aus. Auflerdem ist ein Hersteller so in der
Lage, mogliche Kontrollpunkte wahrend
der Produktion zu variieren und damit
geheim zu halten.

Verschiedene Sensoren im Einsatz

Unternehmen wie Fries Research & Tech-
nology produzieren hierzu Multisensor-
Messgerate, die mit ihrem modularen Auf-
bau die Anpassung an diverse Anwendungen
gestatten, auch flexibel vor Ort. Zum Ein-
satz kommen dann Messungen chroma-
tische Abstandssensoren, konfokale Sen-
soren mit einer hohen Dynamik, Dicken-
sensoren, die eine hohe Orts- und Dicken-
auflosung erzielen, sowie Weifilichtinterfe-
rometer fiir eine schnelle flichige 3D-Mes-
sung, aber auch Diinnschichtsensoren fiir
eine Auflosung im Nanometerbereich und
Rasterkraftmikroskope. Diese Kombina-
tion verschiedener Sensoren erhoht die
Flexibilitat bei der Charakterisierung von
Oberflachen. Die Messbereiche reichen von
50x50 bis zu 250x200 mm? oder mehr; die
Geschwindigkeit erreicht bis zu 300 mm/s.
Auch die Integration in
pe e po— die Produktionsanlage

1 ist moglich.

[ » Fries Research ¢
& Technology GmbH
www.frt-gmbh.com

Optische Oberflichen-
Messgeriite sind in
der Lage, die Hohe
des Farbauftrags bei
speziellen Siebdrucken

zu messen. Links ein
Héhenprofil.
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Neue Laser fiir schonende Markierungen

Mit CO,-, Festkérper-, Faser- und Dioden-Lasern vom Ultrakurzpuls- bis hin zum CW-Betrieb bietet Rofin
ein breites Portfolio an Lasern. Das Spektrum reicht von industrieliblichen Laserstrahlquellen bis hin
zu kompakten Systemlésungen.

Mit sehr guter Puls-zu-Puls-Sta-
bilitat und Strahlqualitét erreicht
derPowerLine E Air 10 THG hohe
Durchschnittsleistungen bei Puls-
frequenzen von 20 bis 100 kHz.
Die Grofle des Bearbeitungs-
feldes und des Spotdurchmessers
lassen sich, wie bei den anderen
Modellen der Serie PowerLine E
Air auch, flexibel an die Applika-
tion anpassen.

Eine Vielzahl von Kunststoffen
absorbiert kurzwelliges ultravio-
lettes Licht besser als sichtbares
oder infrarotes. Bei der Bearbei-

Kurzpulslaser PowerlLine Pico

Strahlquelle und Markierlaser

Der luftgekiihlte Kurzpulslaser
PowerLine Pico ergdnzt Rofins
bestehendes Produktportfolio an
Ultrakurzpulslasern (StarFemto
FX und StarPico). Der PowerLine
Pico ist als Strahlquelle sowie
in erweiterter Ausbaustufe als
Markierlaser erhaltlich. Mit
einer Pulslange von 800 ps und
einer maximalen Pulsenergie
von 40 pJ ist der PowerLine Pico
fiir das Markieren und Gravie-
ren sowie das Diinnschichtab-
tragen und -strukturieren pra-
destiniert. Die variable Pulsfre-
quenz von 200 bis 800 kHz sorgt
fiir schnelle Bearbeitungsver-
fahren und erlaubt maximalen
Puls-zu-Puls-Uberlapp.

Der neue Laser stellt einen
linear polarisierten und kol-
limierten Laserstrahl in der
Grundwellenldnge von 1.064 nm
zur Verfiigung. Rofin bietet den
Laser dariiber hinaus frequenz-
verdoppelt und -verdreifacht mit
532 bzw. 355 nm an.

Verglichen mit Nanosekun-
den-Strahlquellen, reduziert die
Pulslinge im Pikosekunden-
bereich entscheidend die ther-
mische Beeintriachtigung des
umgebenden Materials. Dies
steigert die Abtragsqualitit,
reduziert die Oberflichenrau-
heiten und verbessert die Pré-
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tung mit kiirzeren Wellenldn-
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E

UV-Beschriftungslaser Powerline E Air 10 THG

zision des selektiven Schichtab- gen wird die thermische Reak-
trags. Auch die thermische Ein- tion im Kunststoff durch , kalte*
dringtiefe bei abtragssensiblen fotochemische Prozesse ersetzt.
Prozessen, wie dem Markieren
von Silizium, lasst sich mit kiir-
zeren Pulsen deutlich verringern.
Die neue Strahlquelle erweist
sich als optimal fiir zahlreiche
Anwendungen.

UV-Beschriftungslaser

Rofin erweiterte auch die
Reihe PowerLine E Air - um
eine Variante mit 355 nm Wel-
lenldnge. Der UV-Beschriftungs-
laser PowerLine E Air 10 THG
eignet sich insbesondere fiir
die Kunststoffbeschriftung,
aber auch fiir klassische Laser-

Diese Beschriftungen durch Aus-
bleichen oder Photoreduktion
kommen ohne Erhitzung des
Materials und unerwiinschte
Oberflachenveranderungen aus.
Dariiber hinaus kann weitge-
hend auf den Einsatz absorp-
tionssteigernder Additive ver-
zichtet werden.

Desktop-Lasermarkierer

Rofins neuer Desktop-Laser-
markierer verwirklicht ein inno-
vatives, flexibles Gehausekon-
zept. Versorgungs- und Steue-
rungseinheit sowie die Arbeits-
kammer des EasyMark sind als
getrennte Module konzipiert.
Eine Losung, die optimal in die
unterschiedlichsten Fertigungs-
umgebungen integriert werden
kann. Neben dem klassischen
Einsatzfall mit manueller Bela-
dung und Entnahme steht damit
nun auch das ganze Spektrum
der teil- bis vollautomatisierten
Produktion offen. Ob metal-
lische Oberflachen oder Kunst-
stoffe, flache oder zylindrische
Teile, Standard-Beschriftungs-
aufgaben oder grafische Inhalte,
ortsfester oder mobiler Einsatz:
Der neue EasyMark 16st jede
Aufgabe.

» Rofin-Sinar Laser GmbH
www.rofin.de

markieranwendungen und die

Mikromaterialbearbeitung. Desktop-Lasermarkierer EasyMark
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Labelfeeder flir SMD-Bestiickungsautomaten

Neu bei Heeb-Inotec ist der Labelfeeder flir SMD-Bestiickungsautomaten in der Reihe Inoplacer.

Hintergrund dieser Produktentwicklung:
Um den stetig steigenden Anforderungen
nach Riickverfolgbarkeit auch in der Ino-
placer-Linie gerecht zu werden, hat man
das Programm mit dem Labelfeeder Ino-
label ALF 12 erweitert. Damit wurde eine
optimale Erginzung zu den Softwaremodu-
len Inorist fiir das Feederriist- und Char-
genmanagement sowie Inotrace als Trace-
bility-Basis geschaffen.

Der ALF 12 zeichnet sich durch bediener-
freundliche Meniifiihrung und Steuerung
direkt am Feeder aus und erfordert keinen
Austausch von Teilen beim Etikettenwechel.
Er ermoglicht das positionsgenaue Bestii-
cken der Etiketten und erlaubt eine Label-
breite von 5 bis 35 mm. Die Trigerband-
breite betragt 12 bis 35,8 mm.

» Heeb-Inotec GmbH
info@heeb-inotec.de
www.heeb-inotec.de

LASFP STENCIL®
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AdoptSMT auf der SMT 2013

Zur SMT 2013 in Niirnberg hatte AdoptSMT Europe sein Augenmerk weiterhin auf den stark wachsenden, zweiten
Kernbereich Ersatzteile, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien gerichtet und bietet den Kunden neue Produkte
und innovative Lésungen aus diesem Bereich an.

Die Ersatzteilversorgung, die
Aufnahme innovativer Produkte
in das Portfolio sowie das Auf-
spiiren erstklassiger Ersatzteile,
Verbrauchsmaterialien und

40

Werkzeuge durch ein erwei-
tertes Lieferantennetz in Eur-
opa, aber auch in USA und
Asien sind ein Schwerpunkt der
AdoptSMT Gruppe.

<A1 “f";/
NIy

Dieser neue Kernbereich
neben dem klassischen Maschi-
nen- und Feedergeschift wird
auflerst erfolgreich und stetig
ausgebaut. Man bietet den Kun-

den nun mehr als 6.500 Arti-
kel an, darunter auch sog. Pre-
mium Parts. Das sind Teile von
Alternativlieferanten, die tiber
ein spezielles Auswahlverfah-
ren qualifiziert wurden, um die
hohen AdoptSMT-Qualitdtsan-
spriiche abzusichern.

Service erweitert

Das neue Biiro der AdoptSMT
Swiss AG als sechste Firma im
Verbund der AdoptSMT Group
bedient nun viele innovative
Schweizer Hightech-Firmen.

Hover-Davis Zusammenarbeit
intensiviert

Hover-Davis, ein Entwickler
von Loésungen zur Bereitstel-
lung von SMT-Bauteilen, arbeitet
jetzt noch enger mit AdoptSMT
Europe zusammen - das Ver-
triebsgebiet wurde nun auch auf
Osterreich und die Schweiz aus-
gedehnt. Seit 2006 besteht diese
enge Partnerschaft, die nun auf
volle Vertriebs-, Support- und
Distributionsverantwortung
auf AdoptSMT Europes Biiros
in Grédig und Teufen in der
Schweiz tibertragen ist.

Kunden in Osterreich und
der Schweiz kénnen nun die
Hover-Davis Gurt- und Label-

Neu im Programm sind Abdeckpunkte und -etiketten, die automatisch bestiickt
werden konnen.
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Feeder direkt erwerben. Damit
kann AdoptSMT auch optimal
den SiPlace-Austauschmarkt
versorgen.

Etiketten-Hersteller Nortec Group
prasentierte sich am Stand

Fiir den Ausbau des Angebots
an hochwertigen Verbrauchsma-

-la
e

Automatisch bestiickbare
Abdeckpunkte und -etiketten

Neu sind Abdeckpunkte
und -etiketten, die automatisch
terialien hat AdoptSMT einen bestiickt werden kénnen. Hoch-
effizienten Partner gewonnen. temperatur-Abdeckpunkte kon-
Nortecs hochwertige Polyimid- nen fiir Wellenl6tprozesse ein-
Hochtemperaturetiketten fiir die gesetzt werden, ebenso erzielt
automatische Etikettierung pas- man glatte Begrenzungen nach
sen perfekt zu den Hover-Davis- dem Abziehen mit den neuen
Labelfeedern, fiir die AdoptSMT Abdecketiketten fiir Conformal
Vertrieb und Service anbietet, Coating. Passende Farbbander
ebenso wie zu den gebrauchten fiir Thermotransferdrucker ste-
Etikettierern von Herstellern hen ebenfalls zur Verfiigung.
wie CAB oder Asys.

Nortec ist ein fiihrender Uberdie AdoptSMT Group Europe
Anbieter von ID-Lésungen fiir ~ Die AdoptSMT Europe GmbH
raue Umgebungsbedingungen, wurde 1991 von Erhard Hof-
mit einem innovativen ID- mann in Salzburg (Osterreich)
Management und umfassender gegriindet und hat seitdem euro-
Losung fir den gesamten ID- paweit expandiert. Seit vielen
Prozess. Jahren bekannt als Europas Lie-

ferant Nummer 1 fiir gebrauchte
SMT-Systeme konzentriert sich
das Unternehmen derzeit darauf,
den Vertrieb von Ersatzteilen,
Verbrauchsmaterialien und
Werkzeugen fiir die Leiterplat-
tenbestiickung auf das selbe
Niveau zu fithren, das der Ver-
trieb gebrauchter SMT-Systeme
bereits erreicht hat.

Heute umfasst das Unter-
nehmen die Zentrale in Oster-
reich mit mehr als 6500 qm,
AdoptSMT Germany GmbH
mit 2000 qm mit dem Schwer-
punkt auf Siplace-Uberholung
und Service, AdoptSMT Polska
Spoélka z.0.0. mit einer kleinen
Siplace- und Feederservice-Sta-
tion, AdoptSMT UK Ltd. mit
Standorten in Redhill, Sur-
rey und Auchinleck, Schott-
land, AdoptSMT Romania
S.R.L sowie AdoptSMT Swiss
AG mit Vertriebsbiiros. Mehr
als 85 Mitarbeiter sind in den
verschiedenen Standorten der
AdoptSMT Group Europe
tatig.

» AdoptSMT Europe GmbH
www.AdoptSMT.com

Umfassendes Know-how fiir die Leistungselektronik

Leistungselektronik war schon immer ein wichtiges Binde-

glied zwischen Energieerzeugung und der Energieverteilung
sowie der Energiewandlung zu den Verbrauchern. Mit den
neuen Anwendungsbereichen wie Hybridantriebe im Auto-
mobil, photovoltaische Solarsysteme, Brennstoftzellen, Hoch-
spannungs-Gleichstrom-Ubertragung und Windkraftanlagen
gewinnt die Leistungselektronik weiter an Bedeutung.

Hierfiir bietet Doduco ein vielfiltiges Produktportfolio,
angefangen bei bondbaren Werkstoffen iiber Prézisionsstanz-
teile, Hybridrahmen und Gehausen bis hin zu Beschichtungen.
Dariiber hinaus unterstiitzt das Unternehmen als Entwick-
lungspartner mit einer umfassenden technischen Beratung
seine Kunden von der Entwicklungsphase bis hin zur Serien-
fertigung. So lassen sich technisch wie wirtschaftlich optimale
Losungen aus einer Hand realisieren.

Der Anschluss an die Strompfade der elektronischen Schalt-
kreise im inneren einer Leistungselektronik-Baugruppe erfolgt
meist durch Bonden. Doduco bietet AlSi-plattierte Kupferban-
der fiir das Aluminium-Draht-Bonden und auch Lésungen fiir
das Kupfer-Draht-Bonden. Mit einer zusétzlichen galvanischen
in-house Beschichtung auf den Kupferbandern, je nach Kun-
denanforderung mit Zinn, Silber oder Gold, kénnen alle Ver-
bindungsapplikationen realisiert werden.

Prézisionsstanzteile von Doduco iibernehmen unter ande-
rem die Energie- und Signaliibertragung in der Leistungselek-

f.r.r ﬁf
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tronik. Daneben kommen auch Stanzteile mit flexibler Einpres-
szone fiir hochste Zuverléssigkeit z.B. in der Verbindungstech-
nik von Leiterplatten zum Einsatz. Auflerdem zéhlen Hybrid-
rahmen und Gehduse zum umfassenden Produktspektrum,
insbesondere fiir Anwendungen in der Leistungselektronik
und Kraftfahrzeugen.

7
ﬁ

» DODUCO GmbH, info@doduco.net, www.doduco.net
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Nickel/Gold-Oberflachen
ohne Aufpreis

Ab sofort kénnen Kunden
im PCB-Pool von Beta Layout
neben HAL als Oberfliche auch
Chemisch Nickel/Gold (ENIG
- Electroless Nickel Immer-
sion Gold) fiir superflache Pads
wihlen. Und besonders erfreu-
lich: Diese Oberfliche ist ohne
Aufpreis und auch im Eilser-
vice erhaltlich. Werden 4- oder
6-Lagen-Multilayer-Leiterplatten
bestellt, sinken sogar die Kosten
trotz hoherer Oberflachenquali-
tat. Mit Schichtdicken von 4 bis
8 um Nickel und 0,07 bis 0,1 um
Gold zeichnet sich die ENIG-
Oberfliche durch hohe Plana-
ritdt, gute Alterungsstabilitit,
die Eignung fiir das Weichléten

und Bonden sowie als Oberfld-
che fiir einfache Kontaktaufga-
ben aus.Chemisch Nickel/Gold-
Oberflichen sind mehrfach l6t-
fahig und werden hiufig einge-
setzt in Anwendungen mit sehr
feinen Strukturen, wie sie durch

die Miniaturisierung der Bau-
teile immer hédufiger vorkom-
men. Hier wird eine besonders

plane Lotoberflache gefordert.
Anders als bei der schockartigen

Autheizung beim HAL-Prozess,
gibt es bei Chemisch Nickel/
Gold keinen thermischen Stress

der zu Verwindungen und Ver-
wolbungen fithren kann. Aufler-
dem ist diese Oberflache RoHS-
konform und weist eine Lager-

Aktuelles asssssssssssEEEEEEEEEEE————

Erste i0S-App zur Steuerung eines Flachbettlasers

Ab sofort ist die erste iOS-
App zur Steuerung eines
Laserplotters im AppStore
erhiltlich. Die Laser Remote
ermoglicht dem Bediener stets
den Uberblick iiber die lau-
fenden Laserjobs sowie die
verbleibende Gravur- und
Schneiddauer. Dank des vir-
tuellen Bedienfelds ist die
Positionierung des Lasers
ein Fingertippen. Statusmel-
dungen {iiber fertiggestellte
oder neu anstehende Auftrage
unterstiitzen einen effizienten
Betrieb. Benachrichtigungen
iiber mogliche Fehlerquellen
vermeiden Produktionsstill-
stinde oder Ausschuf}. Mit
der App konnen ein einzelnes
Gerit oder aber auch mehrere
Speedys bedient werden. Die
Funktionen im Uberblick:

o Ferniiberwachung der ver-
bundenen Laser: zeigt an, ob
der Laserplotter lauft oder
auf neue Jobs wartet.

o Laserbedienung: Der Lase-
ruser kann iiber die App lau-

fende Jobs pausieren oder

die Trotec-Atmos-Absaug-

anlage ein- und ausschalten.

» Laserpositionierung: Die
Positionierung des Lasers
erfolgt iiber die virtuelle
Tastatur oder tiber die vir-
tuelle Bearbeitungsflache.

« Berechnung der Gravur-
und Schneiddauer: Dank
der App hat der Laseruser
stets den Uberblick iiber
die gesamte und verblei-
bende Bearbeitungszeit des
Laserjobs.

Die App ist kostenlos und
kompatibel mit iPhone, iPod
touch und iPad ab iOS 6.0.
Benétigt wird WikFi, die Tro-
tec JobControl X Laser Soft-
ware und ein kompatibles Tro-
tec-Lasersystem. Der Demo-
Modus erlaubt das Testen der
App auch ohne Maschine.

» Trotec Produktions- und
Vertriebs GmbH
trotec@trotec.net
www.troteclaser.com

tahigkeit von mindestens zwdlf
Monaten auf. Natiirlich muss
hier auf die ordnungsgeméifle
Lagerung und Verpackung der
Leiterplatten geachtet werden.
Zu jeder Prototypenbestellung
erhalten die Kunden auf Wunsch
kostenlos eine Pastenschablone,

einen RFID-Chip, eingebettet
in eine Uberlieferung, sowie
ein 3D-Modell ihrer bestiickten
Leiterplatte vorab.

» Beta Layout GmbH
info@pcb-pool.com
www.pcb-pool.com

Internationale GOM Conference in Braunschweig

Die Gesellschaft
fur optische Mess-
technik (GOM) rich-
tet vom 9. bis 12. Sep-
tember 2013 die inter-
nationale GOM Con-
ference in Braun-
schweig aus. Die vier-
tagige Veranstaltung
ist etablierter Treff-
punkt fiir Messtech-
niker, Fithrungskrifte
sowie Experten namhafter Unternehmen
und Forschungseinrichtungen.

Im internationalen Vortragsprogramm
zeigen Vertreter bekannter Unterneh-
men anhand von Beispielen aus ihrer tig-

GOM Conference

lichen Praxis, wie der Einsatz optischer
3D-Messtechnik Entwicklungszeiten
verkiirzt und Produktionsprozesse opti-
miert. Branchenbezogene Workshops mit
Live-Vorfithrungen und die begleitende
Fachmesse bieten zudem die Moglichkeit,
Kenntnisse iiber aktuelle 3D-Messver-
fahren zu vertiefen und sich mit Exper-
ten auszutauschen.

Die GOM Conference findet bereits
zum elften Mal statt und ist aufgeteilt
in die Themenschwerpunkte Material-
und Bauteilpriifung sowie 3D-Koordi-
natenmesstechnik. Im vergangenen Jahr
besuchten mehr als 600 Teilnehmer aus
40 Landern die Veranstaltung im Haupt-
sitz in Braunschweig. Die Konferenz stellt

aktuelle Entwicklungen in der optischen
3D-Messtechnik in den Mittelpunkt, wie
die zunehmende Automatisierung in der
fertigungsnahen Qualitatssicherung.
Als globaler Industriepartner entwickelt
und vertreibt GOM seit mehr als 20 Jahren
optische 3D-Messtechnik. Zum Einsatz
kommen die Systeme bei der 3D-Koor-
dinatenmesstechnik sowie der Verfor-
mungsanalyse und Qualitatskontrolle.
Zu den Kunden gehoren weltweit Unter-
nehmen aus der Automobilindustrie, der
Luft- und Raumfahrtindustrie, der Kon-
sumgiiterindustrie sowie deren Zulieferer.

» GOM mbH, marketing@gom.com
www.gom-conference.com

V.

47

electronicfab 3/2013



oTEEEEEEEsssseeeeesessssse Aktuelles assssssssse———————————

Erste Erfahrungen mit Industrie 4.0

Um niedrigeren LosgrélSen und steigenden Variantenzahlen gerecht zu werden, ist es notwendig, alle Mitarbeiter
qualifiziert zu informieren und bei ihrer Arbeit bestméglich zu unterstiitzen.

| Werkerfiihrung

TR vl
s
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AXktuell ist ein Trend zu beo-
bachten, der sich weg von einer
hochautomatisierten Fertigung
entwickelt und den Produktions-
mitarbeiter wieder in den Mit-
telpunkt stellt. Das steht schein-
bar im Widerspruch zu den der-
zeit ebenfalls heify diskutier-
ten Themen Industrie 4.0 und
Internet der Dinge, doch die-
ser Schein triigt. Denn genau
das ist die Kernidee dieser neu-
erlichen ,industriellen Revolu-
tion™ Es geht nicht mehr darum,
den Menschen durch Roboter
zu ersetzen, sondern die Unter-
nehmen besinnen sich darauf,
dass seine Anpassungs- und
Leistungsfihigkeit unerreicht
ist, insbesondere dann, wenn
er durch den richtigen Einsatz
neuer Technologien und Medien
unterstiitzt wird.

Friedrich Steininger,
Geschiftsfithrer der DE soft-
ware & control GmbH unter-
stellt jedem Menschen, dass er
seine Arbeit gut und ohne Feh-
ler machen mochte. Aber damit
er das kann, muss er unterstiitzt
werden: durch die richtigen
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Informationen zur rechten Zeit
am rechten Ort und durch die
passenden Werkzeuge.

Industrie 4.0-Losungen seit
15 Jahren

DE software beschiftigt sich
schon seit tiber 15 Jahren mit die-
sem Gedanken. Eines der ersten
Projekte stellte etwa die Anfor-
derung, Auftragsdaten an einem
Montageband auf Bildschirmen
zu visualisieren. Das Ziel war,
dass die Menschen in der Fer-
tigung effektiv arbeiten konnen
und ihre Zeit nicht damit ver-
bringen miissen, Informationen
zu suchen. Schon kurz danach
folgte die Anforderung, verschie-
dene Werkzeuge und Automa-
tisierungseinheiten anzubinden,
um taktgenau Bearbeitungs-
schritte zu starten und Prozess-
werte einzusammeln. Im Laufe
der Jahre entstand so DESC mit
den Funktionen Werkerfiihrung,
Datenerfassung, Qualitétsprii-
fung usw.

In DESC war von Anfang an
das iibergeordnete Ziel, durch
die regelbasierte Bereitstellung
der aktuell relevanten Informa-

il iy
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tionen und Daten eine ,,Entkom-
plizierung“ komplexer Arbeits-
ablaufe zu erreichen, bei einer
gleichzeitig hoheren Ausbrin-
gung und verbesserten Quali-
tit. Dieser Aspekt von Indus-
trie 4.0 wurde damit schon
umgesetzt, bevor es das Kon-
zept tiberhaupt gab.

Erst die Pflicht
und dann die Kiir

Zum Projektalltag von DE
gehoren auch Aufgaben wie das
Ansteuern von Maschinen, die
Auftragsfeinplanung oder die
ERP-Anbindung. Aber das sind
Standards, die von einem MES-
Anbieter einfach erwartet wer-
den. Im Mittelpunkt der Bemii-
hungen von DE stand und steht
ganz klar der Werker, also der
Mensch. Mit der DESC Werker-
tithrung bietet das Unterneh-
men ein in dieser Form bisher
unerreichtes Assistenzsystem
an, das flexibel an die individu-
ellen Bediirfnisse aller Mitarbei-
ter anpassbar ist. Bildschirman-
zeigen konnen speziell fiir Far-
benblinde oder Menschen mit
Sehschwiche optimiert werden,

Industrie 4.0 im Einsatz
(Bild: DE software & cotrol
GmbH).

Bilder und Videos helfen beim
Verstehen komplexer Arbeitsin-
halte, Laser-Projektionen eriib-
rigen zeitaufwandiges Nachmes-
sen, Pick-to-Light-Regale erspa-
ren die Suche nach dem rich-
tigen Material.

Losungen statt
Diskussionen

Die weltweit tiber 3.500 instal-
lierten Clients der DESC Werker-
fithrung belegen, dass ein gro-
fler Bedarf an Assistenzsyste-
men in der Produktion besteht.
Doch der Einstieg ist fiir viele
eine scheinbar grofe Hiirde, da
kaum einer weif3, was moglich
und nétig ist. Rofler stellt immer
wieder fest, dass Unternehmen
von ihren speziellen Anforde-
rungen sprechen, bis sich heraus-
stellt, dass es andernorts dafiir
schon Losungen gibt. In Work-
shops informiert das Unterneh-
men {iber bereits umgesetzte
Losungen und Madglichkeiten
fiir ,,spezielle Fille®.

» DE software & control

GmbH
www.de-gmbh.com
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Technologieausblick 2013

National Instruments ver-
offentlichte den ,,Technologie-
ausblick 2013 - Automatisiertes
Testen®, in dem das Unterneh-
men Forschungsergebnisse zu
aktuellen Mess- und Priiftechno-
logien sowie -methoden vorstellt.
Hier werden die Trends unter-
sucht, die sich auf Branchen wie
Luft- und Raumfahrt, Verteidi-
gungswesen, Automobilindu-
strie, Unterhaltungselektronik,
Halbleiterindustrie, Telekom-
munikation und Transportwe-
sen auswirken. Ingenieure und
Abteilungsleiter konnen damit
von den neusten Strategien und
besten Vorgehensweisen fiir die
Optimierung einer Priifabtei-
lung profitieren.

Themen

o Testrentabilitit: Aufgrund
neuer Investitionsmodelle
miissen Testabteilungen die
Art und Weise iiberdenken,
in der sie Erfolg messen.

 Big Analog Data: Fithrende
Unternehmen der Branche
nutzen bestehende IT-Infra-
strukturen und analytische
Werkzeuge, um Testdaten
schneller auszuwerten und
Entscheidungen treffen zu
konnen.

+ Softwarezentrierte Okosy-
steme: Offene, softwarezen-
trierte Okosysteme haben
einen grof3en Einfluss auf den

Wert, der sich mit automati-
sierten Testsystemen errei-
chen ldsst.

Qualitit der Testsoftware:
Ingenieure setzen beste Vor-
gehensweisen zur Software-
entwicklung ein, um die Ver-
lasslichkeit des Testsystems
auch bei komplexen Systemen
sicherzustellen.

Moore’sches Gesetz im RF-
Bereich: Neue Technologie-
und Messgerateplattformen

erhohen die Leistungsfihig-

keit und senken die Kosten

fiir RE-Testausriistung.

Der ,Technologieausblick®
basiert zum einen auf Losungs-
ansitzen aus den Bereichen
Industrie, Wirtschaft, For-
schung und Lehre, zum ande-
ren auf Angaben aus Anwen-
derforen und Umfragen. Auf
Grundlage dieser Daten gibt der
Technologieausblick eine umfas-
sende Ubersicht iiber die neuen

Trends, mit denen die geschift-
lichen und technologischen He-
rausforderungen im Mess- und
Priifbereich bewaltigt werden
kénnen.

Der Technologieausblick 2013
kann unter www.ni.com/ato her-
untergeladen werden.

» National Instruments
Germany GmbH
info.germany@ni.com
www.ni.com/germany

Berufskleidung und -schuhe

DPV

ELEKTRONIK

Berufskleidung ¢ Berufsschuhe

Im 128-seitigen Katalog
»Berufskleidung und Berufs-
schuhe 2013 bietet DPV Elek-
tronik-Service einen Uberblick

tiber das grofle Produktportfo-
lio an ESD-konformer Berufs-
kleidung und Berufsschuhen
sowie den notwendigen Syste-
men zur Personenerdung fiir
ESD-Schutzzonen und darin
beschiftigten Mitarbeitern.
Mit den im Katalog darge-
stellten Mess- und Priifgeréiten
wird die sorgfiltige Uberwa-
chung der Schutzmafinahmen
gegen die schddlichen Wir-
kungen der elektrostatischen
Aufladung in der Elektronik-
industrie sichergestellt.

Weitere Produkte

Die breite Produktpalette
der DPV Elektronik-Service
GmbH umfasst noch viele
weitere Produkte rund um

die Anforderungen der Fer-
tigung in der Elektronikin-
dustrie. Alle Produktbereiche
von Systemen gegen Elektro-
statik iiber ESD-konforme
Verpackungen und Prézisions-
werkzeuge bis hin zu Maschi-
nen, Vorrichtungen und Mon-
tagezubehor, sowie Lot- und
Entl6ttechnik und Létzinn
und Metallen sind tibersicht-
lich im Webshop unter www.
dpv-elektronik.eu dargestellt.
Natiirlich steht auch der neue
Katalog als Download auf der
Firmenhomepage zur Ver-
figung.

» DPV Elektronik-Service
GmbH
www.dpv-elektronik.eu

Das 3M Static Management Program hilft Produktschdden zu vermeiden

bl T BL L AL

Produktschidden durch elektrische Uberlastung (EOS) oder
elektrostatische Entladung (ESD) sind fiir viele Elektronikher-
steller niichterner Alltag. Kein bekanntes System ist gegenwér-
tig in der Lage, EOS und ESD vollstindig aus dem Produkti-

onsumfeld zu verbannen. Abhilfe schafft jetzt das 3M Static
Management Program. Dieses neue Programm ermdglicht
es, EOS- oder ESD-Ereignisse schnell zu erkennen und deren
Dauer sowie die damit verbundenen Kosten zu minimieren.

Dank der kontinuierlichen Ferntiberwachung kénnen die fiir
die jeweiligen Fertigungsprozesse verantwortlichen Mitarbei-
ter den gesamten Produktionsbereich in Echtzeit von jedem
Ort der Welt aus auf EOS/ESD tberpriifen. Sie konnen schnell
reagieren, indem sie z.B. die Fertigungsanlagen stoppen, um
das Problem zu 16sen. Das neue System kann dazu beitragen,
Ausfallkosten als Folge von EOS/ESD praktisch auf beinahe
Null zu senken. Alle Daten werden auf einem zentralen Server
gespeichert, um bei einer Analyse die Ursache bei sich wieder-
holenden Problemen ermitteln zu kénnen.

» DPV Elektronik-Service GmbH
www.dpv-elektronik.eu
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Erfinder des trevista wird SAC-Geschaftsfiihrer

Mit Stichtag 1.3.2013 wurde der gesamte Geschdftsbereich ,trevista” des Unternehmens OBE Ohnmacht & Baum-
gdrtner GmbH & Co. KG aus Ispringen in die SAC integriert.

Mit dem von ihm initiierten
und aufgebauten Geschiftsbe-
reich verstarkt Herr Dr. Chri-
stoph Wagner, der Erfinder von
trevista, die SAC. Neben Axel
von Essen und Dieter A. Riehl
wurde er zum Geschaftsfithrer

ernannt und zeichnet verant-
wortlich fiir den Bereich Ent-
wicklung Software/Elektro-
nik/Verfahren. Im Gegenzug
erhilt OBE Geschiftsanteile.
Aus OBE-Sicht ist diese stra-
tegische Beteiligung die ideale

Losung, um die in den Aufbau
des Geschiftsbereichs einge-
brachten Investitionen zu sichern
und diese in groferem Rahmen
mit noch mehr Dynamik wei-
terentwickeln zu kénnen. Die
SAC freut sich, ihren Geschifts-
partnern bzw. denen des bishe-
rigen Geschaftsbereichs trevista,
damit ein noch stirkerer Part-
ner sein zu kénnen. Mit dann
insgesamt ca. 40 Mitarbeitern
planen wir einen Umsatz von ca.
6 Mio. Euro in 2013 bei gleich-
zeitig gutem Ertrag. So kon-
nen wir unseren Kunden ein
nachhaltiger und starker Part-
ner sein, welcher auch mithel-
fen kann, Losungen fiir Heraus-
forderungen zu finden, welche
die Globalisierung der Ferti-
gung und der Markte im inter-
nationalen Wettbewerb mit sich

bringen. Konkret gestarkt wer-
den vom Know-How und von der
Verfahrensseite her die Schwer-
punkte anspruchsvoller Oberfla-
cheninspektion und 3D Machine
Vision. Im Geschéftsbereich tre-
vista sind hierzu Losungsansitze

erarbeitet und zu Produkten ent-
wickelt worden - flankiert durch
rund 50 Patentschriften. Rund
um diese Verfahren kann man
Kunden wahlweise Komponen-
ten, Integrationslésungen oder
die Umsetzung von Losungen
im Rahmen einer schliisselfer-
tigen Gesamtanlage bieten. Dies

ermoglichen allerdings nicht
alleine die Produkte, sondern
vielmehr auch das erfahrene,
hochmotivierte Team trevista.

» SAC GmbH
WWW.sac-vision.net

MID-Technologie weiter auf dem Vormarsch

Zur Auszeichnung richtungsweisender,
innovativer Produkte auf dem Gebiet
spritzgegossener Schaltungstrager ver-
leiht die Forschungsvereinigung Raum-
liche Elektronische Baugruppen 3-D MID
eV. seit 1997 im zweijahrigen Turnus
den MID-Industriepreis. Im Rahmen der
Messe SMT/Hybrid/Packaging in Niirn-
berg wurde in diesem Jahr das von den
Unternehmen 2E mechatronic GmbH &
Co. KG und Osram Opto Semiconduc-
tors GmbH eingereichte MID-Modul zur
Anbindung fiir OLED-Leuchtelemente
pramiert. Bei der feierlichen Preisver-
leihung am 17. April 2013 iiberreichten
Herr Prof. Dr. Jorg Franke, 1. Vorsitzen-
der der Forschungsvereinigung 3-D MID
e.V., und Herr Prof. Dr. Klaus Feldmann,

Ehrenvorstand der Forschungsvereini-
gung, die Auszeichnung an Herrn Steffen
Beyer (Projektleiter bei 2E mechatronic)
und Herrn Jorg Farrnbacher (Projektlei-
ter bei Osram).

Mit dem OLED-Modul wurde eine
asthetische Plug&Play-Losung realisiert,
die das schlanke Design des Leuchtmit-
tels erhalt und eine einfache Anbindung
ermoglicht. Dazu wurde ein sehr flaches
Gehiuse entwickelt, in das die Elektronik
mithilfe des Laserdirektstrukturierungs-
verfahrens komplett integriert werden
konnte. Die elektrische Kontaktierung
nach auflen erfolgt iiber einen SMD-Steck-
verbinder, die Kontaktierung der OLED
tiber SMD-bestiickbare Federkontakte.
Die Baugruppe liefert blendfreies homo-
genes Fliachenlicht und kann hervorra-
gend zur Integration in Beleuchtungssy-
steme verwendet werden, wobei beson-
ders flache Baugruppen neue designtech-
nische Méglichkeiten ergeben.

Die MID-OLED besitzt ein hohes Maf3
an technologischem Anspruch und tragt
zur Forderung und weiteren Umsetzung
der Technologie MID bei. Aufgrund der
grofien Signalwirkung durch die Anwen-
dung im Consumer-Bereich, der Reali-
sierung eines eigenstindigen Funktions-

moduls sowie der Integration einer inno-
vativen organischen Leuchtdiode ist die
Applikation ein herausragendes Beispiel
tiir den Einsatz der MID-Technologie.
Neben der pramierten MID-Anwen-
dung wurden drei weitere innovative
Applikationen der MID-Technik fiir den
Industriepreis nominiert. In ihrer Lauda-
tio unterstrichen Herr Prof. Franke und
Herr Prof. Feldmann die Bedeutung der
eingereichten Beitrage, die maf3geblich
die weitere Verbreitung der MID-Tech-
nologie fordern. Gleichzeitig wird mit der
Nominierung der ausgewiéhlten Beitrage
die Aufgeschlossenheit innovationsori-
entierter Unternehmen ausgezeichnet.

» 2E mechatronic GmbH ¢ Co. KG
www.2e-mechatronic.de
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IPTE als Preferred System
Integrator ausgezeichnet

Die IPTE Factory Automation
(FA) ist nun Preferred System
Integrator von Staubli Robotics.
Mit dieser Auszeichnung wiir-
digt Staubli Robotics die part-
nerschaftliche, loyale und ver-
trauensvolle Kooperation mit
IPTE FA.

Stiaubli Robotics ist einer der
fihrenden Roboterhersteller.
Das Unternehmen mit einem
breiten Roboterspektrum von
Vier- und Sechsachs-Robotern

menarbeit mit Systemintegra-
toren innovative und kom-
plexe Automationslosungen
fiir den jeweiligen Kundenbe-
darf. Staubli Robotics ist dabei
ein langjihriger Partner von
IPTE FA, die seit vielen Jah-
ren Staubli Roboter fiir Kun-
denapplikationen zur Fabrik-
automatisierung einsetzt.

» [PTE Factory Automation

Neuer Geschiftsfiihrer bei Weidinger

Die Weidinger GmbH, Dis-
tributor fiir Handl6ttechnik,
Inspektionsequipment, Werk-
zeuge und Verbrauachsmate-
rial, prasentierte sich zur SMT
Hybrid Packaging 2013 unter
neuer Fithrung.

Als Geschiftsfithrer des
Unternehmens mit knapp 30
Mitarbeitern konnte Herr Phi-
lip Homami gewonnen werden.
Der studierte Betriebswirt war

Delvotec und blickt auf
langjahrige Branchener-
fahrung zuriick. Ruedi
Ryser und Pius Essig, wel-
che die Geschiftsfiihrung
kommissarisch innehat-
ten, konzentrieren sich
wieder verstarkt auf das
Management des Mutter-
unternehmens, der Hil-
pert electronics AG in
CH-Baden-Dittwil nebst
Niederlassung in Unter-
schleiflheim.
Druckfrisch zur SMT
2013 stellte Weidinger sei-
nen neuen 434-seitigen
Katalog fiir die Elektro-
nikfertigung vor. Das
gesamte Sortiment ist auch
uber den Online-Shop erhilt-
lich. Erstmalig erscheint der
Katalog auch in einer geson-
derten Auflage unter der
Marke Hilpert electronics fiir
die Kunden in der Schweiz.

» Weidinger GmbH
www.weidinger.eu
Hilpert electronics AG
www.hilpert.ch

entwickelt und realisiert in enger zuletzt Vertriebsleiter bei F&K  www.hilpert-electronics.de

und vertrauensvoller Zusam-

info@ipte.com
www.ipte.com

FRT als Unternehmen des Jahres ausgezeichnet

Die FRT GmbH darf sich nun ,,Unternehmen des
Jahres 2012 nennen. Der Betrieb mit Sitz in Ber-
gisch Gladbach wurde vom ,,Rheinischen Schau-
fenster®, einer Initiative des Bundesverbandes
fir Wirtschaftsférderung und Auflenwirtschaft
(BWA), mit diesem Titel ausgezeichnet. Die Jury
aus Fithrungskriften der regionalen Wirtschaft,
Wissenschaft und Kultur hatte FRT als Sieger
aus den bereits vorgestellten ,,Unternehmen des
Monats“ gewahlt. Die Urkundeniibergabe fand im
Rahmen des Geschiftskundenforums der Deut-
schen Bank im Kélner Giirzenich statt.

Jeden Monat stellt das Rheinische Schaufenster
auf www.rheinisches-schaufenster.de ein ,,Unter-
nehmen des Monats“ aus der Region vor. Ziel der
Initiative ist es, Unternehmer, ihre Ideen und
Erfolgsgeschichten vorzustellen und damit die
Wahrnehmung des Rheinlandes als Wirtschafts-
standort noch zu stiarken.

FRT-Mitarbeiterin Christina Abholte nahm die Auszeichnung stellvertretend

fiir FRT-Geschiiftsfiihrer Dr. Thomas Fries von den Jurymitgliedern Udo Wendt,
Regionaldirektor Geschdftskunden der Deutschen Bank, und Professor Dr. Margot
Ruschitzka, Professorin der Fachhochschule Koln entgegen.

» Fries Research & Technology GmbH
www.frt-gmbh.com
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ESD Sommerangebot 2013

Luftpoisterfolie | ESD - Abfalibehditer und Besen

Set Besen & Kehrsammler No.(1+3
Wt ) Bastell Nr.: C-212 1430
1 _H-'
- -\#H.l' € ?2

18 Liter
L.

€ 8,90
B Best.-Nr. C-183 857

60 Liter

€ 35,-
Kehrsammlar Bipie 510 mm
Best-Nr. C-198 958 Bestall Nr C-212 973

Sale Shoe - -
Uberziehschuhspender

240 Liter
Mit Kugelboden |
|

€ 198,-

Formschone ESD Fulistitze : =
ﬂﬂﬂllﬂdl’gﬁ
€45,- | S €71,

- LEICHT !
- CS-ZEICHEN !
(2] - TRAGKRAFY 150 KG !
- LEITFAHICE RADER !

Bast.-Nr.: C-212 9709 Best-Nr.: C-211 33183

Alle Peise verstehen sich zzgl. 19% MwSt - Aktion ist gilltig bis 31.07.2013
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Katalog unter www. bjz.de !

GmbH & Co. KG
B J Z Berwanger Str. 29 » D-T5031 Eppingen/Richen




Solder Ball Attach & Rework

Maschinenbau & Dienstleistungen in Europa, USA, Asien

SB?-Jet SB*-M
Wafer Level, Single Chip, BGA, PCB, Solder Rework & Reballing
MEMS, Kameramodule, HDD (HGA, CSP, BGA und cLCC

HSA, Hook-Up, Spindelmotor)

* Lotkugeln: 40pm - 760pm * Lotkugeln: 150pum - 760pm

* Flussmittelfrei * Solder Ball Rework: selektiv oder

* s e duwaee

* Betriebsmodi: Manuell, vollflachig

Semiautomatik & Automatik * Betriebsmodi: Manuell &

L I Semiautomatik

weitere Equipmentlosungen:
Gang Ball Placer, Laser Flip Chip Bonder LAPLACE

PAC TECH

PACKAGING TECHNDLDGIES

e e

/ A
PAC TECH GmbH, Am Schlangenhorst 15-17,14641 Nauen |'§?(;A§?3_'| E A 2
Tel: +49 (0)3321-4495-100 Mobil: +49 (0)172-396 3706 %_; 7 L Tt
Wt Cren®

Email: sales@pactech.de Web: www.pactech.de
1S0 9001

ISOTS 16949




